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informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

LICENSE. Licensee has a license under Intel’s copyrights to reproduce Intel’s Software
only in its unmodified and binary form, (with the accompanying documentation, the
“Software”) for Licensee’s personal use only, and not commercial use, in connection with
Intel-based products for which the Software has been provided, subject to the following
conditions:

(a) Licensee may not disclose, distribute or transfer any part of the Software, and You agree
to prevent unauthorized copying of the Software.

(b) Licensee may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
(c) Licensee may not sublicense the Software.

(d) The Software may contain the software and other intellectual property of third party
suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed
license.txt file or other text or file.

(e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the
Software.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software
remains with Intel or its licensors or suppliers. The Software is copyrighted and protected
by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions.
Licensee may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise
expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents,
copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license termi-
nates Licensee’s right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. The Software is provided “AS IS” without warranty of
any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUR-
POSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS
WILL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF
BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAG



ES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN
IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT
obligate Licensee to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software.
However, if Licensee provides Intel with comments or suggestions for the modification,
correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or
processes that work with the Software, Licensee grants to Intel a non-exclusive, worldwide,
perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under
Licensee’s intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments
and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license
at any time if Licensee is in breach of any of its terms or conditions. Upon termination,
Licensee will immediately destroy or return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License
Agreement and has the right to enforce all of its terms.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a commercial item (as
defined in 48 C.F.R. 2.101) consisting of commercial computer software and commercial
computer software documentation (as those terms are used in 48 C.E.R. 12.212), consistent
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4. You will not provide
the Software to the U.S. Government. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation,
2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

EXPORT LAWS. Licensee agrees that neither Licensee nor Licensee’s subsidiaries will
export/re-export the Software, directly or indirectly, to any country for which the U.S.
Department of Commerce or any other agency or department of the U.S. Government

or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other
governmental approval, without first obtaining any such required license or approval. In
the event the Software is exported from the U.S.A. or re-exported from a foreign destina-
tion by Licensee, Licensee will ensure that the distribution and export/re-export or import
of the Software complies with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S.
Export Administration Regulations and the appropriate foreign government.

APPLICABLE LAWS. This Agreement and any dispute arising out of or relating to it will
be governed by the laws of the U.S.A. and Delaware, without regard to conflict of laws
principles. The Parties to this Agreement exclude the application of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). The state and federal
courts sitting in Delaware, U.S.A. will have exclusive jurisdiction over any dispute arising
out of or relating to this Agreement. The Parties consent to personal jurisdiction and venue
in those courts. A Party that obtains a judgment against the other Party in the courts iden-
tified in this section may enforce that judgment in any court that has jurisdiction over the
Parties.

Licensee’s specific rights may vary from country to country.
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)

w N

Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
ATX Power Connector (ATXPWRI1)

USB 3.2 Genl Header (F_USB3_1_2)

SATA3 Connector (SATA3_1)

SATA3 Connector (SATA3_0)

SATA3 Connector (SATA3_2)(Upper)

SATA3 Connector (SATA3_3)(Lower)

11 SPI TPM Header (SPI_TPM_J1)

12 System Panel Header (PANEL1)

13 Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

14  Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)

15 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
16 USB 2.0 Header (USB5_6)

17 USB 2.0 Header (USB3_4)

18 COM Port Header (COM1)

19 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOLI)

20 CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
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I/0 Panel
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1 D-Sub Port 7  USB 3.2 Genl Ports (USB3_3_4)
2 PS/2 Mouse/Keyboard Port 8  USB 2.0 Ports (USB1_2)
3 LAN RJ-45 Port* 9 USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)
4 Line In (Light Blue)** 10 DVI-D Port
5  Front Speaker (Lime)** 11  HDMI Port
6  Microphone (Pink)**

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED

|

| ~ I

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B560M-HDV R2.0 motherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to

this motherboard, please visit our website for specific information about the model

you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

ASRock B560M-HDV R2.0 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
ASRock B560M-HDV R2.0 Quick Installation Guide

ASRock B560M-HDV R2.0 Support CD

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

2 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

1 x I/O Panel Shield



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

+ Micro ATX Form Factor
+ Solid Capacitor design

- Supports 10" Gen Intel® Core™ Processors and 11" Gen
Intel® Core™ Processors (LGA1200)

- Digi Power design

6 Power Phase design

+ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

- Intel® B560

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology
+ 2x DDR4 DIMM Slots
« 11" Gen Intel® Core™ Processors support DDR4 non-ECC,
un-buffered memory up to 5000+(OC)*
« 10" Gen Intel® Core™ Processors support DDR4 non-ECC,
un-buffered memory up to 4600+(OC)*
* 11" Gen Intel® Core™ (i9/i7/i5) support DDR4 up to 2933;
Core™ (i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
* 10™ Gen Intel® Core™ (19/i7) support DDR4 up to 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
+ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
+ Max. capacity of system memory: 64GB
+ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

11" Gen Intel® Core™ Processors
+ 1 x PCI Express 4.0 x16 Slot*
10" Gen Intel® Core™ Processors
+ 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot*
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 2 x PCI Express 3.0 x1 Slots
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Graphics + Intel* UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

« 11" Gen Intel® Core™ Processors support Intel® X* Graphics
Architecture (Gen 12). 10™ Gen Intel® Core™ Processors
support Gen 9 Graphics

+ Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI

+ Supports Triple Monitor

+ Supports HDMI 2.0 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz

+ Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

+ Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

+ Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 2.0 Port (Compliant
HDMI monitor is required)

+ Supports HDCP 2.3 with DVI-D and HDMI 2.0 Ports

+ Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.0 Port

* 11" Gen Intel® Core™ Processors support HDMI 2.0. 10" Gen
Intel® Core™ Processors support HDMI 1.4.

Audio - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)

+ Supports Surge Protection

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel” 1219V
+ Supports Wake-On-LAN
« Supports Lightning/ESD Protection
+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports PXE



Rear Panel
1/0

Storage

Connector

+ 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port

+ 1xD-Sub Port

+ 1xDVI-D Port

- 1 x HDMI Port

+ 2xUSB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

+ 4xUSB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)

+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

+ HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support Intel Rapid Storage
Technology 18, NCQ, AHCI and Hot Plug

+ 1xHyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s)
(Only supported with 11" Gen Intel® Core™ Processors)*

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI
Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Supports Intel® Optane™ Technology (M2_2)
* Supports NVMe SSD as boot disks
* Supports ASRock U.2 Kit

+ 1x COM Port Header
+ 1xSPI'TPM Header
+ 1x Chassis Intrusion and Speaker Header
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
+ 2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP and CHA_FAN2/WP can
auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
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+ 1x24 pin ATX Power Connector

+ 1x8pin 12V Power Connector

+ 1 x Front Panel Audio Connector

+ 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)

+ 1xUSB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

BIOS + AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUT support
Feature + ACPI 6.0 Compliant wake up events
+ SMBIOS 2.7 Support
« CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, VCCIN_AUX,
VCCST, VCCSA Voltage Multi-adjustment

Hardware + Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water
Monitor Pump Fans
+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans
+ Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans
» CASE OPEN detection
+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, VCCIN_AUX, VCCSA, VCCST, ATX_5VSB

(0 + Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com
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Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1200-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

12
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

14
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

15
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides two 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one memory
module installed.
3. Itisnot allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 3 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:
11" Gen Intel® Core™ Processors:

PCIEI (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PClIe 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

10" Gen Intel® Core™ Processors:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

O W

Short Open

Clear CMOS Jumper
(CLRMOS1)
(see p.1, No. 13) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

19



2.6 Onboard Headers and Connectors

these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors

f Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over

will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED: Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 12)

switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header
according to the pin

HDLED- X
HDLED+ assignments below. Note

the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.



Chassis Intrusion and
Speaker Header
(7-pin SPK_CI1)

(see p.1, No. 14)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
+@/|
[e)[Q)[e)[e)
1l _19|0|O

|
SIGNAL
GND

DUMMY

Please connect the
chassis intrusion and the
chassis speaker to this
header.

Serial ATA3 Connectors - [ E° These four SATA3
Vertical: ? I- -I 2 connectors support SATA
(SATA3_0: E L] | g data cables for internal
see p.1, No. 8) N ® storage devices with up to
(SATA3_1: é I- g 6.0 Gb/s data transfer rate.
see p.1, No. 7) 0=l =l v
Right Angle:
(SATA3_2:
see p.1, No. 9)(Upper)
(SATA3_3:
see p.1, No. 10)(Lower)
USB 2.0 Headers USB_PWR There are two USB

5.

(9-pin USB3_4)
(see p.1, No. 17)
(9-pin USB5_6)
(

2.0 headers on this
motherboard. Each USB
2.0 header can support

see p.1, No. 16) i) two ports.
USB_PWR
USB 3.2 Genl Header vbus There is one header on
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-pin F_USB3_1_2) ntA_PA_SSRX- nape_ssex- this motherboard. This
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1, No. 6) o imapess- - TJSB 3.2 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
o a B support two ports.
ntA_PA_D- nt_PB_D*
nth_pA_D+ Dummy

1
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Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 19)

ND
PRESENCE#

This header is for
connecting audio devices

to the front audio panel.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our

manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to

connect them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel

and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 4)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(see p.1, No. 15)

12 34

This motherboard
provides two 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

(4-pin CPU_FANI1) oy
(see p.1, No. 2)

12 3 4

This motherboard pro-
vides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.
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CPU/Water Pump Fan This motherboard
Connector FAN_SPEED_CONTROL 4 provides a 4-Pin water
FAN_SPEED 3
(4-pin CPU_FAN2/WP) FAN_VOLTAGE 2 cooling CPU fan
GND 1

(see p.1, No. 20) connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 5)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power T This motherboard pro-
Connector Uty vides a 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) 4 1 power connector. To use a

(see p.1,No. 1) 4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PClIe power cable to this

connector.

SPI TPM Header SP1DO3 This connector supports SPI

+3.3V

(13-pin SPI_TPM_]J1) Dummy Trusted Platform Module (TPM)

CLK
(see p.1, No. 11) SPIF«Z%SI system, which can securely

| TPM_PIRQ

store keys, digital certificates,
passwords, and data. A TPM

I
| spiTPM Cs# system also helps enhance

©)
O
O|C
1O
10

RSMRST# network security, protects digital

sP1 D02 identities, and ensures platform

integrity.
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Serial Port Header RRXDL This COM1 header
(9-pin COM1I)
(see p.1, No. 18)

ccTs#L supports a serial port
module.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64
Gb/s) (Only supported with 11" Gen Intel® Core™ Processors). The Ultra M.2 Socket (M2_2),
supports M Key type 2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module
up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

/é ﬂ g g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

/ 2 ] Step 2
/ o !
Depending on the PCB type and
ﬂ length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

-©
-©

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location B by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Align and gently insert the M.2
(NGFF) SSD module into the M.2
slot. Please be aware that the M.2
(NGFF) SSD module only fits in one

orientation.

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_1)

ADATA PCle3x4  ASX7000NP-128GT-C
ADATA PCle3x4  ASX8000NP-256GM-C
ADATA PCle3x4  ASX7000NP-256GT-C
ADATA PCle3x4  ASX8000NP-512GM-C
ADATA PCle3x4  ASX7000NP-512GT-C

Apacer PCle3x4  AP240GZ280

Corsair PCle3x4  CSSD-F240GBMP500
Intel PCle3 x4 SSDPEKKF256G7
Intel PCle3x4 SSDPEKKF512G7

Kingston PCle3x4  SKC1000/480G
Kingston PCle2x4  SH228053/480G

OCZ PCIe3x4 RVD400-M2280-512G (NVME)
PATRIOT PCle3x4 PH240GPM280SSDR NVME
Plextor PCle3 x4  PX-128M8PeG

Plextor PCle3x4  PX-1TM8PeG

Plextor PCle3 x4 PX-256M8PeG

Plextor PCle3x4 PX-512M8PeG

Plextor PCle PX-G256M6e

Plextor PCle PX-G512Mé6e

Samsung PCle3x4 SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
Samsung PCIe3x4 PM961 MZVLWI128HEGR (NVME)
Samsung PCle3x4 960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
Samsung PCIe3x4 960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
Samsung PCIe3x4 SM951 (NVME)

Samsung PCIe3x4 SM951 (MZHPV256HDGL)
Samsung PCIe3 x4  SM951 (MZHPV512HDGL)
Samsung PCIe3 x4 SM951 (NVME)

Samsung PCle x4 XP941-512G (MZHPU512HCGL)

SanDisk PCle SD6PP4M-128G

SanDisk PCle SD6PP4M-256G

TEAM PCle3x4 TMB8FP2240G0C101

TEAM PCle3 x4 TM8FP2480GCl110

WD PCle3x4 WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WD PCle3x4 WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_2)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
OCZ
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGWO080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLWI128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PPAM-128G
SD6PPAM-256G
TM4PS4128GMCI105
TM4PS4256GMC105
TM8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
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TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B560M-HDV R2.0 von ASRock entschieden haben —
ein zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitétskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfiillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
Q konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden.

Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte
Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie
technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite
spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine
aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-
Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

« ASRock B560M-HDV R2.0-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
+ ASRock B560M-HDV R2.0-Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock B560M-HDV R2.0-Support-CD

« 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

+ 2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

+ 1x E/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweite-
rungssteck-
platz

+ Micro-ATX-Formfaktor
+ Feststoftkondensator-Design

. Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren der 10. Generation und
Intel® Core™-Prozessoren der 11. Generation (LGA1200)

+ Digi Power design

+ 6-Leistungsphasendesign

» Unterstiitzt Intel” Turbo Boost Max Technology 3.0

«+ Intel® B560

+ Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
+ 2 x DDR4-DIMM-Steckplatze
« Intel® Core™-Prozessoren der 11. Gen. unterstiitzen
ungepufferten DDR4-Non-ECC-Speicher bis 5000+(OC)*
« Intel® Core™-Prozessoren der 10. Gen. unterstiitzen
ungepufferten DDR4-Non-ECC-Speicher bis 4600+(OC)*
* 11. Generation Intel® Core™ (i9/i7/i5) unterstiitzen DDR4 bis
2933; Core™ (i3), Pentium® und Celeron® unterstiitzen DDR4 bis
2666.
*10. Generation Intel® Core™ (i9/i7) unterstiitzen DDR4 bis 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® und Celeron® unterstiitzen DDR4 bis 2666.
* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilititsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)
+ Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)
+ Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB
« Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

11. Generation Intel* Core™-Prozessoren
+ 1x PCI-Express 4.0-x16-Steckplatz*

10. Generation Intel® Core"-Prozessoren
+ 1x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
+ 2 x PCI-Express-3.0-x1-Steckplatz
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Grafikkarte

Audio

LAN

Riickblende,
E/A

« Integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausgange konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

« 11. Generation Intel® Core™-Prozessoren unterstiitzen Intel® X
Graphics Architecture (Gen. 12). 10. Generation Intel® Core™-
Prozessoren unterstiitzen Gen 9 Graphics

+ Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D und HDMI

+ Unterstiitzt drei Monitore

+ Unterstiitzt HDMI 2.0 mit maximaler Auflésung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 60 Hz

« Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

+ Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

+ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitat, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 2.0-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

« Unterstiitzt HDCP 2.3 mit DVI-D- und HDMI 2.0-Ports

« Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 2.0-
Port

* 11. Generation Intel® Core™-Prozessoren unterstiitzen HDMI 2.0.
10. Generation Intel® Core™-Prozessoren unterstiitzen HDMI 1.4.

« 7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897-Audiocodec)
« Unterstiitzt Uberspannungsschutz

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

+ Unterstiitzt Wake-On-LAN

+ Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
+ Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

+ Unterstiitzt PXE

+ 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

+ 1 x D-Sub-Port

« 1xDVI-D-Port

« 1 x HDMI-Port

+ 2x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

+ 4 x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
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Speicher

Anschluss

+ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitit/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
+ HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

4 x SATA-III-6,0-Gb/s- Abschluss, unterstiitzt Intel Rapid Storage
Technology 18, NCQ, AHCI und Hot-Plugging

+ 1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-
2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen4x4 (64 Gb/s) (nur
unterstiitzt mit Intel® Core™-Prozessoren der 11. Gen.)*

+ 1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-2260/2280-
M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-Express-Modul bis
Gen3 x 4 (32 Gb/s)*

* Unterstiitzt Intel” Optane™™-Technologie (M2_2)
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
* Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

+ 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
+ 1x SPI-TPM-Stiftleiste
+ 1 x Gehauseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
+ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1 x Anschluss fir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A
(24 W).
+ 2 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehéduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, und CHA_FAN2/WP konnen
automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet
wird.
+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss
+ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
+ 1 x Audioanschluss an Frontblende
« 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)
« 1x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Gen1-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
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BIOS-
Funktion

Hardware-
iiberwa-
chung

Betriebssys-
tem

Zertifizie-
rungen

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

CPU-Kern/Cache, GT, DRAM, VPPM, VCCIN_AUX, VCCST,
VCCSA Mehrfachspannungsanpassung

Liiftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
CPU-/Wasserpumpen-, Gehause-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehiuse-/Wasserpumpenliifter
Gehiuse-offen-Erkennung

Spannungstiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, VCCIN_AUX, VCCSA, VCCST, ATX_5VSB

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: hitp://www.asrock.com

f Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,

die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von

Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine

Ubertaktung kann sich auf die Stabilitdt Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten

und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten

durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch

eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®.

O W

Short Open

CMOS-léschen-Jumper
(CLRMOSI)

(siche S. 1, Nr. 13) 2-poliger Jumper

CLRMOSI erméglicht Ihnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Loschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlieflen

Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zunichst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geldscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-
Loschung zu entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maoglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Sie die BIOS-Option ,,Status loschen® zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehiuseeingriffstatus an.
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4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen

Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 12)

Verbinden Sie Netzschalter, Reset-
Taste und Systemstatusanzeige
am Gehéuse entsprechend der

nachstehenden Pinbelegung mit
dieser Stiftleiste. Beachten Sie

HDLED- . .
HDLED* vor AnschliefSen der Kabel die

positiven und negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten lisst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdéuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsichlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Ihres Frontblend. duls an diese Stiftleiste

sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Gehéuseeingriffs- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_CI1)
(siehe S. 1, Nr. 14)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
+5v |
O[O[0]O
1l _1O|O|O

SIGNAL
GND

DUMMY

Bitte verbinden Sie
Gehiuseeingriffsvorrichtung und
den Gehduselautsprecher mit
dieser Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschliisse

Diese vier SATA-III-Anschliisse

HI =] [ OI
Vertikal: Q I- -I @ unterstiitzen SATA-Datenkabel
(SATA3_0: g L | g fiir interne Speichergerite mit
siehe S. 1, Nr. 8) N o einer Datentibertragungs-
(SATA3_I: @ [ ) geschwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
siehe S. 1, Nr. 7) g Ll L] g
Winkel rechts:
(SATA3_2:
siehe S. 1, Nr. 9) (obere)
(SATA3_3:
siehe S. 1, Nr. 10) (untere)
USB 2.0-Stiftleisten USB_PWR Es gibt zwei USB-2.0-Stiftleisten

(9-polig, USB3_4)
(siehe S. 1, Nr. 17)
(9-polig, USB5_6)
(siehe S. 1, Nr. 16)

an diesem Motherboard. Jede
USB 2.0-Stiftleiste kann zwei
Ports unterstiitzen.

p-
USB_PWR
USB 3.2 Genl-Stiftleiste vbus Es gibt eine Stiftleiste an diesem
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-polig, F_USB3_1_2) IntA_PA_SSRX- maressexe  Motherboard. Diese USB-3.2-
Inth_pA_SSRX+ onD o .
(siehe S. 1, Nr. 6) oND marsssx.  Genl-Stiftleiste kann zwei Ports
INtA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+ .
IntA_PA_SSTX+ oND unterstutzen.
oo nta_po_o-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

1
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Audiostiftleiste
Frontblende

(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 19)

ND
PRESENCE#

Diese Stiftleiste dient dem
Anschlielen von Audiogeriten an
der Frontblende.

jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen

C_Q 1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu

in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes

Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke) an.

Anschlusse fiir Gehduse-/
Wasserpumpenliifter
(4-polig, CHA_FAN1/WP)
(siehe S. 1, Nr. 4)

(4-polig, CHA_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 15)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

Dieses Motherboard bietet

zwei 4-polige Wasserkiithlung-
Gehiuseliifteranschliisse. Falls
Sie einen 3-poligen Gehduse-
Wasserkiihlerliifter anschliefSen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 2)
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FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
+12v

12 34

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.
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Anschluss fiir CPU-/
Wasserpumpenliifter
(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 20)

FAN_SPEED_CONTROL

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

- w s

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen Wasserkiithlung-
CPU-Liifteranschluss. Falls

Sie einen 3-poligen CPU-
Wasserkiihlerliifter anschlieflen
mdchten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWR1)
(siehe S. 1, Nr. 5)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schliefen Sie es zur Nutzung
eines 20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt 13
an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet

einen 8-poligen ATX-12-V-
Netzanschluss. Bitte schlieflen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel
der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen

ist. Schlie3en Sie das PCle-
Stromkabel nicht an diesen
Anschluss an.

SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig, SPI_TPM_J1)
(siehe S. 1, Nr. 11)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

©)
O
O|C
1O
10

SPI_DQ2

Dieser Anschluss unterstiitzt
das SPI Trusted Platform
Module- (TPM) System, das
Schlussel, digitale Zertifikate,
Kennworter und Daten sicher
aufbewahren kann. Ein TPM-
System hilft zudem bei der
Starkung der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewdhrleistet die
Plattformintegritt.
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Serieller-Port-Stiftleiste RRXD1 Diese COM1-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 18)

CccTsH unterstiitzt ein Modul fiir serielle
Ports.
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B560M-HDV R2.0

1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock B560M-HDV R2.0, une carte
mere fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu
de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent

document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter
notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente
des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de

ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock B560M-HDV R2.0 (facteur de forme Micro ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock B560M-HDV R2.0

« CD dassistance ASRock B560M-HDV R2.0

+ 2xcables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

2 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

+ 1x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

« Facteur de forme Micro ATX
+ Conception a condensateurs solides

- Prend en charge les processeurs Intel* Core™ 10 Gén et les
processeurs Intel” Core™ 11°™ Gén (LGA1200)

+ Digi Power design

+ Alimentation a 6 phases

+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

« Intel® B560

+ Technologie mémoire double canal DDR4

+ 2 x fentes DIMM DDR4

+ Les processeurs Intel® Core

mémoires sans tampon non ECC DDR4 jusqu’a 5000+(OC)*

- Les processeurs Intel” Core™ 10°™ Gén prennent en charge les

mémoires sans tampon non ECC DDR4 jusqu’a 4600+(OC)*

* 11°™ Gén Intel® Core™ (i9/i7/i5) prend en charge DDR4 jusqua
2933 ; Core™ (i3), Pentium® et Celeron® prennent en charge DDR4
jusqua 2666.

* 10°™ Gén Intel® Core™ (i9/i7) prend en charge DDR4 jusqu’a
2933 ; Core™ (i5/i3), Pentium® et Celeron® prennent en charge DDR4

"™ 11°™ Gén prennent en charge les

jusqua 2666.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le
site Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)

+ Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne

en mode non-ECC)
» Capacité max. de la mémoire systeme : 64GB
+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

11*™ Gén de processeurs Intel® Core™

+ 1x fente PCI Express 4.0 x16*

10*™ Gén de processeurs Intel® Core™
+ 1 x fente PCI Express 3.0 x16*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
+ 2 x fentes PCI Express 3.0 x1
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Graphiques + Latechnologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un controleur graphique.

« 11°™ Gén de processeurs Intel® Core™ prennent en charge
larchitecture graphique Intel® X° (Gén 12). 10°™ Gén de
processeurs Intel® Core™ prennent en charge les graphiques Gén
9

+ Trois options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D et HDMI

+ Prend en charge la configuration a triple moniteurs

+ Prend en charge la technologie HDMI 2.0 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

+ Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

+ Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI
2.0 (un écran compatible HDMI est requis)

+ Prend en charge HDCP 2.3 via ports DVI-D et HDMI 2.0

+ Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port
HDMI 2.0

* 11°™ Gén de processeurs Intel” Core™ prennent en charge HDMI
2.0. 10"™ Gén de processeurs Intel” Core™ prennent en charge
HDMI 1.4.

Audio « Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC897)
+ Prend en charge la protection contre les surtensions

Réseau + Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
+ Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques
+ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
+ Prend en charge PXE
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Connectique
du panneau
arriere

Stockage

Connecteur

+ 1x port souris/clavier PS/2

+ 1 xport D-Sub

+ lxport DVI-D

« 1xport HDMI

+ 2xports USB 2.0 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

+ 4xports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

» 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

+ Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /
microphone

4 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles technologies Intel
Rapid Storage 18, NCQ, AHCI et « Hot Plug »

+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2260/2280 touche M jusqua Gen4x4 (64 Go/s)
(Uniquement pris en charge avec les processeurs Intel” Core™ de
11°™ Gén)*

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2260/2280 touche M et M.2 PCI Express
jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)*

* Prend en charge Intel® Optane™ Technology (M2_2)
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
* Prend en charge le kit ASRock U.2

+ 1xembase pour port COM
+ 1xembase SPI TPM
+ 1x prise LED d’alimentation et emplacement sur chassis
1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
+ 1x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A
(24 W).
+ 2 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (controéle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, et CHA_FAN2/WP peuvent
détecter automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches
est utilisé.



« 1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
+ 1 x connecteur dalimentation 12V 8 broches
+ 1 x connecteur audio panneau frontal

2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection

contre les décharges électrostatiques)
+ 1xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéris- + BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du multilingue
BIOS + Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events
» Compatible SMBIOS 2.7
+ Réglage de la tension CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
VCCIN_AUX, VCCST, VCCSA
Surveillance + Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
du matériel eau, chassis /pompe a eau
» Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse
du ventilateur du chassis d’apres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
+ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
« Détection CHASSIS OUVERT
« Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, DRAM, VPPM, VCCIN_AUX, VCCSA, VCCST,
ATX_5VSB
Systeme + Microsoft® Windows® 10 64 bits
d’exploitation

Certifications . FCC, CE

+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et l'utilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée
par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du
systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus

pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.

B560M-HDYV R2.0
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

% @

Short Open

Cavalier Clear CMOS

(CLRMOS1)

Cavalier (jumper) a
(voir p.1, No. 13)

2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les paramétres du
systéme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immeédiatement aprés avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le
systéme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les
paramétres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en
cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une
fois les données CMOS effacées.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur
ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Embase du panneau PLED+ Branchez le bouton de mise

(PANNEAUI1 a9 broches)

PLED-
PWRBTN# en marche, le bouton de

réinitialisation et le témoin détat

(voir p.1, No. 12) ! END du systéme présents sur le chssis
RESET#
sur cette embase en respectant
HDLED- .
HDLED+ la configuration des broches

illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant
de brancher les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisation,
LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le
module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a parfai t faire
correspondre les fils et les broches.
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Prise LED d’alimentation
et emplacement sur chéssis
(SPK_CI1 a 7 broches)
(voir p.1, No. 14)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
+Q/l
[¢)[e)
1 _10]O

.
SIGNAL
GND

DUMMY

Veuillez brancher I'emplacement
sur le chissis et le haut-parleur du

chassis sur ce connecteur.

Connecteurs Serial ATA3
Vertical:

(SATA3_0:

voir p.1, No. 8)

(SATA3_1:

voir p.1, No. 7)

Angle droit:

(SATA3_2:

voir p.1, No. 9) (Supérieur)
(SATA3_3:

voir p.1, No. 10)(Inférieur)

SATA3 2 SATA3 1
I—]] [——1I
SATA3_3 SATA3_ 0

I—]| [——

Ces quatre connecteurs SATA3
sont compatibles avec les cables de
données SATA pour les appareils
de stockage internes avec un taux
de transfert maximal de 6,0 Go/s.

Embases USB 2.0
(USB3_4 a 9 broches)
(voir p.1, No. 17)

USB_PWR
p-

Cette carte mére comprend deux
embases USB 2.0.Chaque embase
USB 2.0 peut prendre en charge

(USB5_6 a 9 broches) deux ports.
(voir p.1, No. 16) o
USB_PWR
Embase USB 3.2 Genl vous Cette carte mere comprend un
Vbus IntA_PB_SSRX-
(F_USB3_1_2a IntA_PA_SSRX- imaPe_ssRX+ connecteur. Cette embase USB
IntA_PA_SSRX+ GND
19 broches) ono mnapesste 3.2 Genl peut prendre en charge
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
. INtA_PA_SSTX+ GND
(voir p.1, No. 6) o g, deux ports.
Inta_PA_D- nta_PB_0+
IniA_PA_D* Dummy
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i GND
Embase audio du panneau D EsENCE#

frontal

(HD_AUDIO1 a

9 broches)

(voir p.1, No. 19)

)

des appareils audio au panneau
audio frontal.

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner
correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel
du chassis pour installer votre systéme.

. Sivous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau
frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile
de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

N

Cette embase sert au branchement

Connecteurs pour 6ND Cette carte meére est dotée de deux
ventilateur de chéssis/ el connecteurs pour ventilateur de
pompe a eau ran_speep_control  chassis a refroidissement par eau
(CHA_FAN1/WPa a4 broches. Si vous envisagez

4 broches) —1— de connecter un ventilateur de
(voir p.1, No. 4) refroidisseur d'eau pour chassis a
(CHA_FAN2/WP a 3 broches, veuillez le brancher sur
4 broches) la Broche 1-3.

(voir p.1, No. 15)

Connecteur pour FAN_SPEED_CONTROL Cette carte mere est dotée d’'un

ventilateur du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

CPU_FAN_SPEED
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) &
4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur de

12 34

processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la broche 1-3.

B560M-HDV R2.0
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Connecteur pour

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED

processeur /pompe a eau FAN_VOLTAGE

(CPU_FAN2/WP 4 4 broches) eNe
(voir p.1, No. 20)

ventilateur de

— N W

Cette carte mere est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau a 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur

de refroidisseur d'eau pour
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 5)

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation

ATX a 24 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a

20 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 13.

Connecteur d’alimentation 8 5

ATX 12V O
(ATX12V1 a 8 broches) U]
(voir p.1, No. 1)

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation

ATX 12 V a 8 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX &
4 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

*Avertissement : Veuillez vérifier
que le cable d'alimentation
connecté est pour 1'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
céble d'alimentation PCle sur ce
connecteur.

Embase SPI TPM SPI_DQ3
(SPI_TPM_]J1 a 13 broches) Dummy
(voir p.1, No. 11)

50

Ce connecteur prend en charge
un module SPI TPM (Trusted
Platform Module - Module de
plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et
données en toute sécurité. Le
systeme TPM permet également
de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver
Iintégrité de la plateforme.
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Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 18)

Cette embase COM1 prend en
charge un module de port série.

Francais
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1 Introduzione

Congratulazioni per lacquisto della scheda madre ASRock B560M-HDV R2.0, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di

ASRock di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente
in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piis recenti e di supporto di CPU anche sul
sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

» Scheda madre B560M-HDV R2.0 ASRock (fattore di forma Micro ATX)
+ Guida rapida di installazione B560M-HDV R2.0 ASRock

+ CD di supporto ASRock B560M-HDV R2.0

+ 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 2 xviti per Socket M.2 (opzionali)

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d'espansione

Fattore di forma Micro ATX

+ Design condensatore solido

« Supporta processori 10° Gen Intel® Core™ e processori 11* Gen
Intel” Core™ (LGA1200)

+ Digi Power design

- Potenza a 6 fasi

+ Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

- Intel® B560

+ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
+ 2xalloggi DIMM DDR4
« T processori 11°* Gen Intel® Core™ supportano memoria DDR4
non ECC senza buffer fino a 5000+(OC)*
« T processori 10° Gen Intel® Core™ supportano memoria DDR4
non ECC senza buffer fino a 4600+(OC)*
* 11° Gen Intel® Core™ (i9/i7/i5) supportano DDR4 fino a 2933;
Core™ (i3), Pentium® e Celeron® supportano DDR4 fino a 2666.
* 10" Gen Intel® Core™ (i9/i7) supportano DDR4 fino a 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® e Celeron® supportano DDR4 fino a 2666.
* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti
di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
+ Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalitd non ECC)
+ Capacita max. della memoria di sistema: 64GB
+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

Processori 11° Gen Intel® Core™
+ 1x PCI Express 4.0 x16 slot*

Processori 10° Gen Intel® Core™
+ 1x PCI Express 3.0 x16 slot*

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
« 2xalloggi PCI Express 3.0 x1
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Grafica

Audio

LAN

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

processori 11° Gen Intel® Core™ supportano architettura grafica
Intel® X° (Gen 12). processori 10° Gen Intel® Core™ supportano
grafica Gen 9

Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D e HDMI

Supporto di tre monitor

Supporta HDMI 2.0 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 60Hz

Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a

60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 2.0 (&
necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto di HDCP 2.3 con le porte DVI-D e HDMI 2.0

Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI 2.0

* processori 11° Gen Intel” Core™ supportano grafica HDMI 2.0.

processori 10° Gen Intel® Core™ supportano grafica HDMI 1.4.

Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC897)

Supporta protezione da sovratensione

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE
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1/0 pannello + 1x porta mouse/tastiera PS/2
posteriore + 1xporta D-Sub
« lxporta DVI-D
« 1xporta HDMI
+ 2xporte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
+ 4xporte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
+ 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
+ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

Archiviazione - 4 connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano Intel Rapid Storage
Technology 18, NCQ, AHCI e Hot Plug
+ 1 socket Hyper M.2 (M2_1), supporta il modulo PCI Express
2260/2280 M.2 tipo M Key fino a Gen4x4 (64 Gb/s) (supportato
solo con processori 11" Gen Intel® Core™)*
+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3 6,0
Gb/s di tipo M Key 2260/2280 ed il modulo M.2 PCI Express fino
a Gen3 x4 (32 Gb/s)*
* Supporta la tecnologia Intel® Optane™ (M2_2)
* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
* Supporta kit ASRock U.2

Connettore + 1 x connettore porta COM
+ 1x connettore SPI TPM
+ 1 x collegamento altoparlante e intrusione telaio
+ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadil A (12 W).
+ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
+ 2 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dellacqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2 A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP e CHA_FAN2/WP sono in

grado di rilevare se € in uso una ventola a 3 pin o 4 a pin.
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

1 x connettore alimentazione ATX 24-pin

1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin

1 x connettore audio pannello frontale

2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

Regolazione multipla tensione CPU Core/Cache, GT, DRAM,
VPPM, VCCIN_AUX, VCCST, VCCSA

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Rilevamento CASE OPEN

Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, VCCIN_AUX, VCCST, ATX_5VSB

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
A regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o

l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita

del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre

eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati

da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato
alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

O W

Short Open

Jumper per azzerare la CMOS

(CLRMOS1)

Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 13) P P

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i
parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare
il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio
jumper per cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la
CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo
l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo
prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, I'ora
e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della

CMOS. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare I'opzione del BIOS "Azzerare
stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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4 Header e connettori su scheda

Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e

t Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del

connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 12)

Collegare l'interruttore
dell'alimentazione, l'interruttore
di reset e l'indicatore dello stato
del sistema sullo chassis su questo

header secondo la seguente

HDLED- assegnazione dei pin. Annotare
HDLED+

i pin positivi e negativi prima di
collegare i cavi.

PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile
configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore
di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema ¢ in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED ¢é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED ¢ acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

1l design del pannello anteriore pud cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset,
LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il
modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del
filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.
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Collegamento altoparlante
e intrusione telaio
(SPK_CI1 a 7 pin)

(vedere pag. 1, n. 14)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
+5|V
[e)[e)(e](e]
1] _|O|O|O

SIGNAL
GND

DUMMY

Collegare l'intrusione telaio
e l'altoparlante a questo
collegamento.

Connettori Serial ATA3
Verticale:
(SATA3_0:

vedere pag. 1, n. 8)
(SATA3_1:

vedere pag. 1, n. 7)
Angolo destroy:
(SATA3_2:

vedere pag.1, n. 9)
(Superiore)
(SATA3_3:

vedere pag.1, n. 10)
(Inferiore)

[E—

SATA3_2 SATA3_1

SATA3_3 SATA3_0

I—]| [—]
|—

Questi quattro connettori SATA3
supportano cavi dati SATA

per dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di
trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.

Connettori USB 2.0
(USB3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1,n.17)
(USB5_6 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 16)

USB_PWR
p.

Ci sono due connettori USB 2.0
su questa scheda madre. Ciascun
header USB 2.0 puo supportare
due porte.

Connettori USB 3.2 Genl
(F_USB3_1_2a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

1

Su questa scheda madre ¢ un
connettore. Questa basetta USB
3.2 Genl puo supportare due
porte.
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Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

Questo header serve a

ND
PRESENCE#

collegare i dispositivi audio al
pannello audio anteriore.

chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel

(_Q 1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo

nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello anteriore
seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola telaio/
ventola pompa dellacqua
(CHA_FAN1/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)
(CHA_FAN2/WP a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)

GND Questa scheda madre ¢ dotata
FAN_VOLTAGE . .
FAN_SPEED di due connettori ventola a 4
FAN_SPEED_CONTROL  pin per il raffreddamento ad
acqua del telaio. Se si decide
1254 di collegare una ventola telaio
con raffreddamento ad acqua a

3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU
(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

60

FAN_SPEED_CONTROL Questa scheda madre &
CPU_FAN_SPEED
+12v dotata di un connettore per
GND

la ventola della CPU (Ventola
silenziosa) a 4 pin. Se si decide
di collegare una ventola della

12 3 4

CPU a 3 pin, collegarla al pin
1-3.



B560M-HDYV R2.0

Connettore ventola CPU/

ventola pompa dell'acqua  FAN_SPEED_CONTROL
. FAN_SPEED

(CPU_FAN2/WP a 4 pin) oo

(vedere pag. 1, n. 20) GND

- w s

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide
di collegare una ventola della
CPU con raffreddamento ad
acqua a 3 pin, collegarla al pin
1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

Questa scheda madre &

dotata di un connettore di
alimentazione ATX a 24 pin.
Per utilizzare un'alimentazione
ATX a 20 pin, collegarla lungo
ilpin 1 eil pin 13.

Connettore di 8 5

alimentazione ATX da
12V U]
(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre &

dotata di un connettore

di alimentazione ATX da

12 V a 8 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 4 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il
pin 5.

*Attenzione: Assicurarsi

che il cavo di alimentazione
collegato sia per la CPU

e non la scheda grafica.

Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo
connettore.

Connettore SPI TPM SPI_DQ3
+3.3V

(SPI_TPM_J1 a 13 pin) Dummy

CLKSPI MOSI
(vedere pag. 1, n. 11) s

| TPM_PIRQ

Questo connettore supporta il
sistema SPI Trusted Platform
Module (TPM), che puo
archiviare in modo sicuro
chiavi, certificati digitali,
password e dati. Un sistema
TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della
rete, di proteggere identita
digitali e di garantire I'integrita
della piattaforma.
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Header porta seriale RRXD1 Questo header COM1 supporta
(COM1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

cCTs# un modulo di porta seriale.
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1 Introducciéon

Gracias por comprar la placa base ASRock B560M-HDV R2.0, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible en
el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa
base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la
CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock B560M-HDV R2.0 (Factor de forma Micro ATX)
+ Guia de instalacion rapida de ASRock B560M-HDV R2.0

« CD de soporte de ASRock B560M-HDV R2.0

« 2x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

« 2 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

+ 1x Escudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

« Factor de forma Micro ATX

« Disefio de condensador s6lido

« Admite procesadores Intel®° Core™ de la 10°* generacion y
procesadores Gen Intel* Core™ de la 11° generacién (LGA1200)

+ Digi Power design

- Disefio de 6 fases de alimentacion

+ Admite Intel® Turbo Boost Technology 3.0

- Intel® B560

+ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
+ 2xranuras DIMM DDR4
« Los procesadores Intel® Core™ de la 11° generacién admiten
memoria sin bufer DDR4 no ECC hasta 5000+ (OC)*
« Los procesadores Intel® Core™ de la 10° generacién admiten
memoria sin bufer DDR4 no ECC hasta 4600+ (OC)*
* Intel® Core™ (19/i7/i5) de la 11° generacion admiten DDR4 de
hasta 2933; Core™ (i3), Pentium® y Celeron® compatible con DDR4
de hasta 2666.
* Intel® Core™ (19/i7) de la 10 generacion admiten DDR4 de hasta
2933; Core™ (i5/i3), Pentium® y Celeron® compatible con DDR4 de
hasta 2666.
* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
« Admite médulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)
+ Capacidad méxima de memoria del sistema: 64GB
« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

Procesadores Gen Intel® Core™ de la 11° generacién
« 1xranura PCI Express 4.0 x16*
Procesadores Gen Intel® Core™ de la 10° generacién
« 1xranura PCI Express 3.0 x16*
* Admite unidad de estado solido de NVMe como disco de arranque

« 2x Ranuras PCI Express 3.0 x1



Graficos

Audio

LAN

+ Intel®* UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles tinicamente con procesadores con GPU integrado.

- Los procesadores Gen Intel® Core™ de la 11° generacién admiten
la arquitectura de gréficos Intel® X° (Gen 12). Los procesadores
Intel® Core™ de la 10° generacién admiten gréficos de la 9°
generacion.

+ Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DVI-D y HDMI

+ Compatible con tres monitores

+ Compatible con HDMI 2.0 con una resoluciéon maxima de 4K x
2K (4096x2160) a 60Hz

+ Admite DVI-D con una resolucién maxima de 1920x1200 a 60 Hz

+ Admite D-Sub con una resolucién méxima de 1920x1200 a 60 Hz

+ Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 2.0 (se necesita un monitor compatible con HDMI)

+ Compatible con funcion HDCP 2.3 con puertos DVI-D y HDMI
2.0

+ Admite reproduccién 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI 2.0

* Los procesadores Intel® Core™ de la 11° generacién admiten HDMI
2.0. Los procesadores Intel* Core™ de la 10° generacién admiten
HDMI 1.4.

« 7.1 Audio CH HD (C6dec de audio Realtek ALC897)

+ Admite proteccion contra sobretensiones

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

- Giga PHY Intel® 1219V

+ Admite la funcién Reactivaciéon de LAN

+ Admite proteccién contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

+ Admite PXE

B560M-HDYV R2.0
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E/S en panel
posterior

Almacena-
miento

Conector

+ 1x Puerto de raton/teclado PS/2

+ 1x Puerto D-Sub

+ 1xPuerto DVI-D

« 1x Puerto HDMI

+ 2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

+ 4 x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

+ 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE

y LED DE VELOCIDAD)
« Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /
Micréfono

+ 4 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con Intel

Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI y conexidn en caliente

+ 1x Zbcalo Hyper M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2260/2280 con clave M hasta Gen4x4 (64 Gb/s)
(se admite solamente con procesadores Intel® Core™ de la
11° generacion)*

+ 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_2) que admite el modulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2260/2280 con clave M y el médulo PCI
Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel® (M2_2)
* Admite unidad de estado solido de NVMe como disco de arranque
* Admite el Kit U.2 de ASRock

1 x Base de conexiones de puerto COM
+ 1 x Conector SPI TPM
+ 1 x Cabezal de intrusion de chasis y de altavoces
+ 1x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
+ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A
(24 W).
+ 2 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP y CHA_FAN2/WP se pueden
detectar automaticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
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« 1 x Conector de alimentacién ATX de 24 contactos

« 1 x Conector de alimentacién de 12V de 8 contactos

+ 1 x Conector de audio en el panel frontal

+ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (Admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

+ 1x Base de conexiones USB 3.2 Genl (Admite 2 puertos USB 3.2
Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

Funcién de + BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
la BIOS multilingiie
+ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0
+ Admite SMBIOS 2.7
« Varios ajustes de voltaje de nticleo y caché de CPU, GT, DRAM,
VPPM, VCCIN_AUX, VCCST, VCCSA

Monitor de + Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
hardware chasis, bomba de agua/CPU, CPU
» Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU
+ Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de
la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
« Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
+ Detecciéon de CARCASA ABIERTA
+ Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, VCCIN_AUX, VCCSA, VCCST, ATX_5VSB

SO « Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certificacio- - FCCyCE
nes + Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién
preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

fi Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las
herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad
del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el

puente queda “Abierto”

W W

Short Open
Puente de borrado de CMOS
(CLRMOS )

(consulte la pég, 1, ne 13) Puente de 2 contactos

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos,
utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOSI durante 5 segundos.
Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita
borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y,
a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta
que la contraseiia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado serdn eliminados
Unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de
borrar el CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear Status”
(Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

A

Cabezal del panel del

sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 12)

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard
de forma permanente la placa base.

Conecte el interruptor de
alimentacion, restablezca el
interruptor y el indicador del
estado del sistema del chasis a los
valores de este cabezal, segtin los

HDLED- valores asignados a los contactos
HDLED+

como se indica a continuacion.
Cerciorese de cudles son los
contactos positivos y los negativos
antes de conectar los cables.

PWRBTN (Interruptor de alimentacién):
Conéctelo al interruptor de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacion.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. EL
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diserio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un modulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacién, interruptor de reseteo, indicador
LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.
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Cabezal de intrusion de
chasis y de altavoces
(SPK_CI1 de 7 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 14)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
+Q/l
[¢)[e)
1 _10]O

.
SIGNAL
GND

DUMMY

Conecte la intrusion de chasis y el
altavoz del chasis a este cabezal.

Conectores Serie ATA3 - = o Estos cuatro conectores SATA3
Vertical: gl |- -| gl son compatibles con cables de
(SATA3_0: g L 5:) datos SATA para dispositivos de
consulte la pag.1, n° 8) ~ O almacenamiento interno con una
(SATA3_1: 2 |- l 2 velocidad de transferencia de
consulte la pag.1, n° 7) 5} L[ L] g datos de hasta 6,0 Gb/s.
Angulo recto:
(SATA3_2:
consulte la pag. 1, n° 9)
(Superior)
(SATA3_3:
consulte la pag. 1, n° 10)
(Inferior)
Bases de conexiones Uss PWR Hay dos bases de conexiones

B

USB 2.0

(USB3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 17)
(USB5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 16)

USB 2.0 en esta placa base. Cada
cabezal USB 2.0 admite dos
puertos.

Bases de conexiones
USB 3.2 Genl
(F_USB3_1_2de

19 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 6)
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Vbus.

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Esta placa base tiene otra base

de conexiones. Esta base de
conexiones USB 3.2 Genl admite
dos puertos.



Cabezal de audio del panel OND sence#

frontal
(HD_AUDIOL1 de 9-pines)
(consulte la pag. 1, n° 19)

B560M-HDV R2.0

Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de audio al
panel de audio frontal.

conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para

Q 1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de

que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual

y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coldquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacién:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario

que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micrdfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conectores para ventilador ~ enp
FAN_VOLTAGE
de la bomba de agua/chasis FAN_SPEED
(CHA_FAN1/WP de
4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 4) 1234
(CHA_FAN2/WP de
4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 15)

FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base proporciona dos
conectores para el ventilador

del chasis para refrigeracion

por agua de 4 contactos. Si tiene
pensando conectar un ventilador
de refrigeracion por agua del
chasis de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.

Conector para ventilador
dela CPU

(CPU_FANI1 de

4 contactos)

CPU_FAN_SPEED

(consulte la pag. 1, n° 2)

FAN_SPEED_CONTROL

12 34

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (ventilador
silencioso) de CPU de 4 contactos.
Si tiene pensando conectar un
ventilador de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.
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Conector para ventilador
de la bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP de

4 contactos)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— N w s

(consulte la pag. 1, n° 20)

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU
de refrigeracion por agua de

4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua de CPU de

3 contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector de alimentacién ATX
(ATXPWRI de 24 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 5)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacién ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentaciéon 8 5
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacién ATX de
12 V y 8 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.

*Advertencia: Asegtirese de

que el cable de alimentacion
conectado corresponda a este
CPU y no a la tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentacion
PCle a este conector.

Conector SPI TPM
(SPL_TPM._J1 de
13 contactos)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
|TﬁM,mRQ

(consulte la pag. 1, n° 11)

SPI_DQ2

Este conector es compatible con el
sistema SPI Médulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que
puede almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasefias y datos. Un sistema
TPM también ayuda a aumentar
la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza la
integridad de la plataforma.
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Este cabezal COM1 admite un

modulo de puerto serie.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 18)
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1. BBepgeHue

Brrarojapym Bac 3a mpuoGpeTeHne HafieXXHOI MaTepuHCKoit aTel ASRock B560M-
HDV R2.0, BbIITycKaeMoI IO/t TOCTOSIHHBIM CTPOTMM KOHTpoteM KoMmaunu ASRock. Sra
MaTepUHCKas I/1aTa 06ecIedrBaeT BeMMKO/IEIIHYIO IPOM3BOAMUTEIbHOCTD M OTINYALTCA
HaJIeXXHOI KOHCTPYKIIeil B COOTBETCTBUM ¢ TpebGoBanmsamu komnanun ASRock B

OTHOUIICHNM Ka4eCTBa U TONTOBEYHOCTIL.

Ilo npuuuHe 06HO8NIEHUS XAPAKMEPUCIIUK CUCTNEMHOLL NAAMDbL U NPOZPAMMHO20

obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosujeti 00KymMeHmauu mosxem Ovimy usmereHo 6e3
npedeapumernvHozo ysedomaerus. IIpu usmereHu codepiumozo HaCmosu4e2o 00KyMeHmMa
€20 06H087IeHHAs 8epcusi Gydem docmynHa Ha se6-caiime ASRock 6es npedsapumensHozo
yeedomnenus. IIpu Heo6X00UMOCMU mexHu®eckoil no0depucki, CBA3AHHOLL C MAMepPUHCKOL
naamol, nocemume 6e6-caiim u Hatioume Ha Hem UHHOPMALUI0 0 MOOEN UCHONb3YeMOTE
samu mamepurckoil nnamol. Ha ée6-caiime ASRock maxace moxcHo Hatimu camviii nocreOHutt
nepeuenv noodepiucusaemvlx VGA-kapm u IIT1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT nocTtaBKu

+ Marepuuckas mnara ASRock B560M-HDV R2.0 (bopm-daxrop Micro ATX)
+ Kparkoe pykoBopcTso 1o ycranoske ASRock B560M-HDV R2.0

« [Tuck ¢ IT1O mns ASRock B560M-HDV R2.0

+ 2 x kabens nepepaun sanubix Serial ATA (SATA) (nprno6bperarorcst OT/€IbHO)
+ 2 X BUHTa 11 ¢T0TOB M.2 (Ipro6peTaroTcsi OTHENbHO)

- 1x 9KpaH ITaHe/nIN € IOpTaMi BBOJa-BbIBOJIA
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1.2 TexHN4YeCKmne XxapakTepucTuKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

+ ®opm-dakrop Micro ATX
+ CxeMa Ha OCHOBE TBEP/IOTEe/IbHBIX KOH/IEHCATOPOB

- Tonpepxusatorcs mporeccops Gen Intel® Core™ 10 moxonenus
n nporeccopsl Gen Intel”® Core™ 11 moxonenus (LGA1200)

+ Digi Power design

» Cucrema nutanus 6

« IlognepxmuBaercs Texuomorus Intel® Turbo Boost Max 3.0

«+ Intel® B560

+ JIByxxaHanbHas namATb DDR4

» 2xrHe3ma DDR4 DIMM

« TIpoueccopsi 11 mokonenus Intel® Core™ noxonenms
MOAIIeP>KUBAIOT MOZyIH HeOydepusosanHoit mamaTn DDR4 o
5000+(OC) 6es ECC*

- Ipomeccopsr 10 moxonenus Intel® Core™ moxonenus
[OIIeP>KUBAIOT MOy HeOydepusoBanHoit mamsitu DDR4 o
4600+(OC) 6e3 ECC*

* [poreccopst 11 mokonenus Intel* Core™ (i9/i7/i5) moanepxusaior

mamsitb DDR4 ¢ wactoroit 5o 2933; Core™ (i3), Pentium® n Celeron®
nopaepusawT namMmATb DDR4 ¢ yacroroit 5o 2666.

* IIpoueccopst 10 mokonenus Intel® Core™ (19/i7) mopep>XxuBaloT
mamsTe DDR4 ¢ wacroroit o 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
Celeron® mopep>xusator mamarb DDR4 ¢ gacToToit 5o 2666.

* IlomonuuTenbHasA nHGOpMaIys npefcTaBieHa B Crvcke
coBmectnmoit mamaATu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)

« Tlonpmepsxka monyneit mamsatu ECC UDIMM (pa6oTa B pexxume,

ormmanoM ot ECC)

«  Makcumanbublit 06bem O3Y: 64 T'6

+ Tloppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Tpomeccopsi 11 moxonenus Intel® Core™
+ 1x PCI Express 4.0 x16 rHe3m*
IIponeccopsi 10 mokonenus Intel” Core™
+ 1 xPCI Express 3.0 x16 rHe3n*
* Ilopep>XuBaoTCA B KaueCTBe 3arpy304HbIX SSD-mucky Tuma
NVMe
+ 2xcmora PCI Express 3.0 x1
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Tpadpunueckasn
noacucrema

3BYK

LAN

Bcrpoennsiit Bupieoagantep Intel® UHD Graphics 1 Berxopst
VGA nopfepX1BaloTcs TONbKO Ipu ycronb3oanym 11T co
BCTPOEHHBIMM IPapUIeCKIMI TPOI[eCCOPAMI.

TIporteccopsr 11 mokorenus Intel® Core™ mopmepusaror
rpadurdeckyio apxutekrypy Intel® X° (mokonenue 12).
Iponeccopsr 10 mokonenus Intel” Core™ nopepxusaror
rpaduKy 9 HoKomeHNA

Tpu Bupeossixofa: D-Sub, DVI-D n HDMI

IToxnepyxxa pabOTHI C TPeMsI MOHUTOPAMI

TTopnepxka HDMI 2.0 ¢ MakcuManbHbIM pasperniernem o 4K x
2K (4096x2160) mpu 60 Iy

Topmepxusaerca DVI-D ¢ MakcuManIbHBIM paspelieHneM 1o
1920x1200 ripu 60 Ity

IToppepxuBaeTcs D-Sub ¢ MakcuManbHBIM pasperieHneM 50
1920x1200 mipm 60 Ity

Toppepsxusatorcst Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/user),
xvYCC 1 HBR (High Bit Rate Audio) uepes mopt HDMI 2.0
(rpebyetcst coorsercrBytomuit HDMI-MoHMUTOD)

Tonneprxka ¢pyukiy HDCP 2.3 yepes moprst DVI-D 1 HDMI
2.0

IToxnep>xxa BbiBofa Bufeo ¢ paspemennem 4K Ultra HD (UHD)
Ha mopt HDMI 2.0

* [pomeccopsr 11 mokonenus Intel” Core™ moppepxuBator

nuTepdeiic HDMI 2.0. TIporeccopst 10 mokonenns Intel” Core™

nopgep>xuBatoT nHTepderic HDMI 1.4.

7.1-KaHa/IbHBII 3BYK BBICOKOIT 4eTKOCTH (ayamokozek Realtek
ALC897)
3amuTa OT IepenasioB HAIPsXKEHNA B 97IeKTPIYECKOI CeTn

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

Giga PHY Intel® 1219V

IoppepxuBaeTcs mpobysxpeHe mo JIBC

MornHnesalmTa 1 3alUTa OT 3/IEKTPOCTATUIECKIX Pa3psAIOB
Toppepsxuaercs: Energy Efficient Ethernet 802.3az
Iopnepxusaerca PXE
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Toinosble
nopTbl
BBOAa-
BbiBOZa

3anomuHalo-

wue
ycTponcTBa

Pasbembl

+ 1 xmopt PS/2 s mprmm/knaBuarypst

+ 1xmopt D-Sub

« lxmnopr DVI-D

« 1xnopr HDMI

+ 2xmopta USB 2.0 (c 3ammTolt OT 971eKTPOCTATUIECKIX PA3PSLOB)

+ 4 xmnopros USB 3.2 Genl (c 3amuToii OT 371eKTPOCTaTIECKIX
paspsioB)

+ 1xmnopt JIBC RJ-45 c uupukaropamn (AxkTusHocTs/CoeiuHenne
u CKOpOCTb)

+ Paszpempr HD Audio: muneiitnbiit Bxop / pponTanbhbie AC /
MUKPOGHOH

+ 4 x pazbemoB SATA3 ¢ mpomyckHOI criocobHocThIO 6,0 [oMT/C,
nopaep>kka TexHonornu Intel Rapid Storage 18, NCQ, AHCI n
«TOPSIYErO» TIOK/II0YEHIS]

+ Coxer Hyper M.2 Socket (M2_1) - 1 1uT., HOAep>KKa MOFY/IS
M.2 PCI Express tuma 2260/2280 ¢ xmouyom M o Gen4x4
(64 T'6ur/c) (mopmep>KMBaeTCs TOIBKO C Ipoueccopamu 11
nokonenns Intel® Core™)*

+ 1xcmor Ultra M.2 (M2_2), nogaep>xuBaetcst Mogynb M.2 SATA3
¢ xmouoM M Tuma 2260/2280 ¢ mpoIycKHOI CIOCOOHOCTHIO
6,0 ['6ur/c u mopyns M.2 PCI Express no Bepcun Gen3 x4
(32 T'6ut/c)*

* Iloppmepsxka TexHonoruy Intel® OptaneTM (M2_2)

* [opep>KMBAIOTCA B Ka4eCTBe 3arpy304HbIX SSD-amcky Tuma
NVMe

* Ioppep>xuBaetcs: koMmiiekT ASRock U.2

+ 1 xxonogka COM-nopra

« 1 x komogka SPI TPM

+ 1 X KO/IOAKa C pagbeMaMit IaT9MKa BCKPBITHSI KOPITyca 1
IVMHAMMKa

+ 1 x paspeM 1 BeHTI/IATOPA OxnaKaeHus LIIT (4-KOHTaKTHBIIT)

* PagbeM IIPOLIECCOPHOTO BEHTIIATOPA NOA/IEP)KUBAET BEHTUIATOP
¢ morpebsieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

+ 1 X pasbeM [Is1 BEHTU/LITOPA W/IV BOZSIHOI IIOMIIBI BOJSIHOTO
oxnaxerns LT (4-KoHTaKTHbII) (CMapT-pery/IsaTop CKOpoCTH
BEHTU/IATOPA)

* PagbeM 1151 IPOIIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MIIH
BOJISTHOJ ITOMIIBI IIOJIiepXKIBAET BEHTUISTOP € HOTPeO/IsieMbIM
ToKOM He 6onee 2 A (24 Br).

+ 2 X pasbeMbl Ji/1 KOPITYCHOTO BEHTHU/IATOPA WM BOJAHOI OMIIbI
(4-KOHTAKTHBII) (CMaPT-PEry/IATOpP CKOPOCTY BEHTU/IATOPA)

* PagbeM 1151 KOPITyca KOPITYCHOTO BEHTHU/IATOPA WV BOASHOI
[IOMITBI IOAAEP>KMBAET BEHTU/ISITOP C IOTPeb/IsieMbIM TOKOM He
6onee 2 A (24 Br).

* Ins paswemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP n CHA_FAN2/
WP aBromMaTmdecky onpesensaeTcs TUII IOK/TI0UeHHOTO
BEHTU/IATOpA: 3- MK 4-KOHTAKTHbII.
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MapameTpbl
BIOS

KoHTponb
o6opypo-
BaHuA

Onepauyu-
OHHble
cucTembl

Ceptudu-
Kauusa

1 x pazpem mutauna ATX, 24-KOHTaKTHBII

1 x pasbem nurtanud 12 B, 8-KOHTaKTHbI

1 X ayAmMopasbeM /I TepefHeil MaHe/n

2 x xormopku USB 2.0 (4 mopra USB 2.0) (c saumroit ot
97IEKTPOCTATIIECKIX PAa3PAIOB)

1 x xornozika USB 3.2 Genl (2 mopra USB 3.2 Genl) (c 3amuroii
OT 9/IEKTPOCTATIIECKMX Pa3pAIOB)

AMI UEFI Legal BIOS ¢ nogpep»XKoit MHOTOSI3BIYHOTO
rpadmaeckoro nHTepderica

IMoppeprxka GyHKIMIiT Tpobyxaenns no crangapty ACPI 6.0
IMoppep>xxa SMBIOS 2.7

Perynuposka Hanpsoxennit appa/xam 1I1, GT, DRAM, VPPM,
VCCIN_AUX, VCCST, VCCSA

Taxomerp: Bentunarop LIII; BenTunarop mmm mommna

BofiAHOTO oxaxenns LIIT; BeHTunATOp MM NOMIIa BOIAHOIO
OXJTaK/IeHM KOpITyca

BecurymHas pabora (C aBTOMAaTN4eCKOIl PeryInpoBKOil CKOPOCTH
BpAICHNA B 3aBUCUMOCTH OT Temmeparypsr LIIT): BenTumsarop
LTT; BenTunaTop mim nomma BofissHOro oxnaxxenns HIT;
BeHTUIATOP MM TOMIIA BOJSHOTO OX/IAXK/IeHNs KOpITyca
Perynuposka ckopoctu Bpamenus: Bentunarop LIIT;
BenTunarop mwim nomna BopsgHOro oxnaxpenys LT
BenTunAaTop mam noMmna BoIsHOTO OX/IaXKI€HMA KOpIyca
JlaTumK BCKpBITHA KOpITyca

KonTponp Hanpspxkenuit: +12 B, +5 B, +3,3 B, HanpsxeHue sappa
III, DRAM, VPPM, VCCIN_AUX, VCCSA, VCCST, ATX_5VSB

Microsoft® Windows® 10 (64-pa3psigHas)

ECCNCE
CosmectnmocTb ¢ ErP/EuP (Heo6xogum 610K uTaHms,
coorBeTcTBYROIMII cranzapty ErP/EuP)

* C dononHumenvHot uHgopmaueii 06 U30enUU MOKHO 03HAKOMUMDCA HA 6e0-catime: http://www.asrock.com
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Credyem yuumvieamy, 4mo paszon npowueccopa, 6Kano4as usmenenue nacmpoex BIOS,
npumenenue mexronozuu Untied Overclocking u uc: uHcmp, paseona

UMBLX HDOU. i, conpsicen ¢ onpedenenHbim puckom. Paseon npoeccopa
MOJEN CHU3UMb CINAGUNHOCID CUCeMbL UM 0aKe NPUBECTU K NOBPENOeHILI0 ee
KOMMOHEHMO6 u ycmpoticme. Paseon npoueccopa ocyusect 4

Ha co0C i PUCK U 3a COOC i cuem. Mol He HeceM 01MBemCMEeHHOCMb 3
603MONCHBITL yuiep6, 6b136aHHDLLL PA32OHOM NPOLECCOpA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyuek

YcranoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYyHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIIKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEPEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembluka cOpoca HACTPOEK

CMOS
(CLRMOS1)
(cm. cTp. 1, Ne 13)

2-KOHTaKTHas

IIepeMbIYKa

CLRMOSI ucnionbsyercst st ypanerns saHubix CMOS. Uto6b1 cOpocuts 1 06HYINTD
TTapaMeTpbl CUCTEMbI Ha HaCTpOﬁIKM 1o yMOTI‘{aHI/IIO, BBIK/TIOUNITE KOMIIPIOTED U M3BJIEKUTE
OTK/TI0YMTE Kabe/b MUTaHMsI OT MCTOYHMKA IUTaHuA. Beokaure 15 CEKYH/J| M HaKUJIHOIA
HIepPeMbIUKOJT 3aMKHITe KOHTaKThl pazbema CLRMOS] na 5 cexyny. He cOpacbiBaiite
Hactpoitku CMOS cpasy nocne o6nosnenns BIOS. ITpn Heob6xomumMocTyt cOpocuTh
Hactpoitku CMOS cpasy nocne o6HoBeHns BIOS cHayana nepesarpysure cucremy, a
3aTeM BBIK/TIOUNTE KOMIIbIOTED Ieper copocom HacTpoek CMOS. Yutute, 4To mapoisb,
AaTa, BpeMsa n HpOd)I/ITIb I10/1Ib30BaTe/A 110 yMOII‘{aH]/IIO C6paCbIBaIOTCH TOJIBKO B TOM
crtydae, ecvt usBjednb 6arapero CMOS. ITocre copoca Hacrpoex CMOS He 3a6ynbre CHATH

HaKNJHYIO IIEPEMBIYKY.

06Hy7UMb 3aNUCH NPedblOyULe20 0NpedesieHUs 6CKPLIMUL KOPNYCa, UCHOAb3Yiime napamemp

Q Cépoc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu Kk onpedeneHuo 6ckpvimuro kopnyca. Ymobot
Clear Status (O6Hynumv cocmostue) BIOS.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCnoJZIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHOMN
njfare

HE ycmunaenusaﬂme HA 3Mu KOLOOKU U paszvemvl nepemvl4KU-KONINAUKU. Yemanoska

f Pacnonoscernvle HA CUCMeMHOT name KoA00KU U p{lS‘beMbl HE signsitomes nepembmkamu.
nEPEMbH—teK-KO/Ina‘{KDB HA MU KOMOOKU U p{lS‘beMbl Moxcem 8vl38anv Heycmpaﬂumae

nospem)enue CUCMEMHOU NAAMbL.

Konopgka cucremHoin TlopkounTe paconoXeHHble
TaHem
(9-xonrakTHas, PANEL1)

(M. cTp. 1, Ne 12)

Ha KOPITyCe BBIK/II0YaTe/lb
MUTaHNA, KHOIKY Ilepe3arpyskn
Y VHJIIKaTOP COCTOSHMUA
CICTEMBI K 9TOV KOJIOJIKE B

Nt ED- COOTBETCTBIY C PacIpefje/ieHeM
KOHTAKTOB, IIPUBEEHHbIM HIDKE.
Ilepen nopxiroueHnem Kabeei
oIIpeyie/uTe MOMIOKUTEIbHBII U
OTPUIATENbHBIT KOHTAKThL.
PWRBTN (knonka numanus):

ITlodxnouenue KHONKU NUMAHUS, PACNONIONCEHHOL HA nepedHetl nanenu Kopnyca. MosicHo
HACMPOUMb NOPO0K GbIKIOUEHUS CUCHIEMbL C UCHONb306AHUEM KHONKU NUMAHU.

RESET (xHonxa nepeszazpy3u):

Iookniouenue KHONKu nepe3azpy3ku CUCMeMbl, PACHIONIONEHHOI HA nepedHell naHenu
kopnyca. Haxcmume KHonky nepesazpysku, 4mo0bl nepe3anycmumib KOMIblomep, eciiu ox
3asucu HDPMaﬂbela 3anyCcK HeB03MOMEH.

PLED (c 7] cucmemvt):

1t

Tlooknouenue UHOUKAMOPA COCMOSHUS, PACNOTIONEHHO20 HA NepedHetl NaHenu KOpnyca.
CeemoduodHviii uHouKamop zopum, ko20a cucmema pabomaem. Kozoa cucmema Haxooumcs
6 pexume oxudanus S1/S3, ceemoduod muzaem. Kozda cucmema Haxo0umcs 6 pexcume
omcudanus S4 unu evixno4ena (S5), c6emoduod He 2opum.

HDLED (ceemoduodnbiii uHOuKamop pabomvi #ecmrozo 0ucKa):

Ilooxnouenue c6emoouo0H020 UHOUKAMOPA PAGONIbL HeCK020 OUCKA, PACNOIONEHHO20 HA
nepedreii naenu. CeemoouodHvlil UHOUKAMOP 20pum, K020a JHecmKuil OUCK BbINONHAEN
CUUMBbIBAHUE UMY 3ANUCH OAHHDBLX.

Ilepeonsist narenv mosiem Gvimy PazHoil HA PasHbIX Kopnycax. B ocHosHom nepednss naveny
8K7I0UAEM 6 Ce05 KHONKY NUMAHUA, KHONKY Nnepe3azpy3Kil, c6emoouo0Hblii uHOUKamop
NUMAHUS, C6emMO00U0OHbII UHOUKAMOP PAOOMbL JechmKo20 Oucka, OuHamux u m. 0. Ipu
NOOKI0HeHUU nepedHeil naxenu K 3moil Konooke npasunvHo noOKoHatime nposooa Kk

KoHmaxkmam.
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ITpenHasHaueHa a1

Konopxa ¢ pasbemamu SPEAKER
JlaTYMKa BCKPBITYSA KOPITyca 1 DUMD’\;JYMMY TIOJK/TIOUYEHMS JaTInKa
JMMHAMMKA +5V l BCKPBITVSA KOPITyCa U KOPITYyCHOTO
(7-xonTaktHbIi, SPK_CI1) [e)[e) IMHAMMKA.
(cm. crp. 1, Ne 14) [ I[(e)[e]
SIGN/-!xL |
GND
DUMMY
Pazpemsr Serial ATA3 OTr YeThIpe pazbeMa
BepTukanbHblit: :| Bl z| SATA3 npenHasHaueHbl 115
(SATA3_0: E |- -| E noakmoyeHns kabeneit SATA
oM. cTp. 1, Ne 8) 0 =l =l v BHYTPEHHMX 3aIIOMUHAIOLINX
(SATA3_1: :I AR $| YCTPOJCTB /1A TIepefjayy JaHHbIX
cm. cTp. 1, Ne 7) E |- l E €O CKOpOCTBIO Jio 6,0 T'6uT/c.
0 =l =l »

IpaBblit yrom:
(SATA3_2:

oM. ctp.1, Ne 9) (Bepxmuit)
(SATA3_3:
cm. crp.1, Ne 10) (HyoxHwmit)

Komomku USB 2.0
(9-xonTakTHas, USB3_4)
(em. ctp. 1, Ne 17)
(9-xonTakTHasA, USB5_6)
(cm. cTp. 1, Ne 16)

USB_PWR
p-

Ha cucreMHoI1 1/1aTe UMEIOTCS
nBe komonku USB 2.0. Kaxpmas
konopka USB 2.0 nmogep>kuBaeT
IBa IopTa.

Komogku USB 3.2 Genl
(19 KOHTaKTOB,
F_USB3_1_2)

(em. cTp. 1, Ne 6)

IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PB_D+
Dummy

Ha marepuHcKoit 11aTe MMeeTcAa
ofiHa Kormopka. dta konmonka USB
3.2 Genl mopnepxuBaer aBa
mopra.
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7 GND
AyﬂMOKOHOHKaHCPCHHeM PRESENCE# 3TaKon0nKanpenHa3Haqua

TaHem
(9-xonraktos, HD_AUDIO1)

IS IOMK/TI0YEH A
ayIMOYCTPONCTB K MepeiHert

(cMm. cTp. 1, Ne 19) ay[MOIaHeNn.
1. Ayduocucmema 8bic0K020 pa3peseHUs noodeprcusaem HyHKUU0 PACNO3HABAHUS Pa3beMa,
HO 07151 € NPABUILHOIL PAGOMbL HE06X00UMO, UMO6bL NPOBOO NAHENU KOPNyca nod0epiusan

nepedauy cuenanos HDA. VIncmpyKuyuu no ycmaHoske CUCIeEMbL CM. 6 IMOM PYK0800cHse u
PyKosodcmae Ha Kophyc.

2. IIpu ucnonvsosanuu ayouonarenu AC'97 nodxknwoqume ee K ayouoxkonooke nepeoteii naHesnu,
Kax ykasauo oaznee:
A. Iooknouume Mic_IN (MIC) x MIC2_L.
B. Iooxmouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.
C. ITookniouume nposoo 3azemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenuss (GND).
D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3ytomcs monvko 0715 ayOUonamenu 6vicoKo20
paspewenust. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC'97 ux nooko4amy He Hyi#Ho.
E. Umo6vt axmusuposamv nepednuii muxpodoH, nepeiidume Ha éxnadxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomkxocmv 3anucu).

Pa3beMBI /151 KOPITYCHOTO GND JJaHHas cucTeMHas
FAN_VOLTAGE

BEHTIIATOPA MIIN FAN_SPEED IIaTa OCHaleHa [IBa

BOJIAHON ITOMIIBI FAN_SPEED_CONTROL  4-KOHTAKTHBIMM Pa3beMaMM

(4-xouraktubiit CHA_ ISl CUCTEMBI BOJISTHOTO

FAN1/WP) T2 34 OXJIAKJIeHNS KOpITyca.

(cm. ctp. 1, Ne 4) 3-KOHTAKTHYIO CHCTEMY

(4-xonTtakTHbII CHA_ BOJISTHOTO OXJIaXK€HS

FAN2/WP) KOpIIyca CiefyeT IOAK/II0YaTh

(cm. cTp. 1, Ne 15) K KOHTaKTam 1-3.

PaspeM A1 BeHTHIATOpA FAN_SPEED_CONTROL OTa MaTepuHCKaA IIaTa

CPU_FAN_SPEED
oxnmaxaenns 11 cHab)keHa 4-KOHTaKTHBIM
(4-xonrakra, CPU_FANI)

(em. cTp. 1, Ne 2)

pasbeMoM jist
MaJIOLIYMSLIEr0 BEHTHU/IATOPA

LII. Ecnn BB cobupaerecs
TIOZIK/TIOYNTD 3-KOHTAKTHBII
BEHTUIATOP OX/TaXKeHMs
MIPOLIECCOPa, OIK/TI0YaliTe
€ro K KoHTakTam 1-3.
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PasbeM [/1s1 BeHTIWIATOpa
VLM TIOMITBI BOJISTHOTO
oxnaxaenns LII1
(4-xonrtakTHbII CPU_
FAN2/WP)

(em. cTp. 1, Ne 20)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

SR NS

GND

JlanHas MaTepuHCKas I/1aTa
ocCHaleHa 4-KOHTaKTHBIM
PasbeMOM Ji1A CUCTEMBI BOJIAHOTO
oxnaxenns II1. 3-KoHTakTHYI0
CHCTeMY BOJITHOTO OX/TaXK/[eHVIS
LIT cnegyer mopgkmo9aTh K
KOHTakTaM 1-3.

Pazbem muranms ATX

(24-xonTtakra, ATXPWRI1)

(em. cTp. 1, Ne 5)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OCHaleHa 24-KOHTaKTHBIM
paspemoM mutauus ATX. Uto6b
UCNO0/b30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem muranusa ATX,
TIOAK/TIOYNTE €TO BIOIb KOHTAKTa
1 n koHTakTa 13.

Paszbem muranms ATX 12 B

(8-xonTakTOB, ATX12V1)
(em. cTp. 1, Ne 1)

Jra MaTepMHCKas I1aTa
cHabkeHa 8-KOHTAKTHBIM
paszbemoM muranusa ATX

12 B. Y1065I 1CII07B30BATH
4-KOHTAKTHBI pagbeM NUTaHUA
ATX, mogk/mo4nuTe ero BIOIb
KOHTAaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

*Buumanue! Yoemureco,

YTO MOAKIIYEHHDIIT Kabennb
NUTAHUA TpefHa3HAYEeH LT
IIII, a He mna BugeokapTsl. He
TOJK/II0YaiiTe Kabenb MMTaHuA
PCle x sTOMYy pasbemy.

Kononka SPI TPM
(13-xoHTaKTHas,
SPI_TPM._J1)

(em. cTp. 1, Ne 11)
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SPI_DQ3

+3.3V

Dummy
CcLK
SPI_MOSI
RST#
|TﬁM_MRQ

9T10T paszbpem obecrednBaeT
nopaepxKy cucremsr SPI Trusted
Platform Module (TPM), kotopast
croco6Ha 06ecreynTh HaTeKHOE
XpaHeHue KIovel, InppoBbIX
cepTndUKATOB, MAPOTIEit I
mauubix. Cucrema TPM takke
TIOBBIIIAET YPOBEHD CETEBOM
6e30MacHOCTH, 3alINIIaeT
1udpoBbIe MAEHTUPUKATOPBI

1 06ecreunBaeT 1eI0CTHOCTh
1aTOpMBl.
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Komogka RRXD1 Komogka COM1 nogaepxmBaet
IOC/Ief{OBATeIbHOrO OpTa s HOAK/II0YeHIe MOy
(9-xonTakTHasg, COM1) [I0C/IeI0BATE/IBHOTO MOPTA.

(cm. crp. 1, Ne 18) 1
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B560M-HDV R2.0, uma confidvel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

desta documentagdo estard sujeito a alteragées sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes

Q Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

a esta documentagdo, a versdo atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso
prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site
para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da

ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa-mae ASRock B560M-HDV R2.0 (Micro ATX Form Factor)
+ Guia de Instalagao Répida ASRock B560M-HDV R2.0

+ CD de Suporte do ASRock B560M-HDV R2.0

+ 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

« 2 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

« 1x Painel de E/S
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1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

+ Micro ATX Form Factor

+ Design de condensador sélido

« Suporta Processadores de 10" Gen Intel® Core™ e Processadores
11™ Gen Intel® Core™ (LGA1200)

+ Digi Power design

+ Design com 6 fases de alimentagao

+ Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

- Intel® B560

+ Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais
+ 2x Slots DIMM DDR4
« Os processadores 11" Gen Intel® Core™ suportam DDR4 nio
CCE, memoria sem buffer até 5000+(OC)*
« Os processadores 10" Gen Intel® Core™ suportam DDR4 nio
CCE, memoria sem buffer até 4600+(OC)*
* 11" Gen Intel® Core™ (i9/i7/i5) suporta DDR4 até 2933;
Core™ (i3), Pentium® e Celeron® suporta DDR4 até 2666.
* 10" Gen Intel® Core™ (i9/i7) suporta DDR4 até 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® e Celeron® suportam DDR4 até 2666.
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da
ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
+ Suporta médulos de memoéria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)
+ Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB
+ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

Processadores 11" Gen Intel® Core™
+ 1x Slots PCI Express 4.0 x16*
Processadores 10" Gen Intel® Core™
+ 1x Slots PCI Express 3.0 x16*
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
+ 2x Slots PCI Express 3.0 x1
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Graficos

Audio

LAN

E/S do painel
posterior

Os gréficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.
Processadores 11" Gen Intel® Core™ suporta Arquitetura Gréficos
Intel® X (Gen 12). Processadores 10" Gen Intel® Core™ suportam
Graficos Gen 9

Trés opgoes de saida de graficos: D-Sub, DVI-D e HDMI

Suporta configuragao com trés monitores

Suporta HDMI 2.0 com resolugao max. até 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz

Suporta DVI-D com resolugao méaxima de até 1920x1200 @ 60Hz
Suporta D-Sub com resolugao maxima de até 1920x1200 @ 60Hz
Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 2.0 (E necessario
um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP 2.3 com Portas DVI-D e HDMI 2.0

Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 2.0

* Processadores 11" Gen Intel® Core™ suporta HDMI 2.0.
Processadores 10" Gen Intel® Core™ suporta HDMI 1.4.

Audio 7.1 CH HD com protecio de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC897)

Suporta Prote¢do de Sobretensao

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta D-Sub

1 x Porta DVI-D

1 x Porta HDMI

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protegdo ESD)

4 x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Protegdo ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)
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Armazena-
mento

Conector

« Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone

+ 4 Conectores SATA3 6,0 Gb/s suportam Intel Rapid Storage
Technology 18, NCQ, AHCI e Hot Plug

+ 1x Soquete Hyper M.2 (M2_1), suporta Chave M tipo 2260/2280
moddulo M.2 PCI Express até Gen4x4 (64 Gb/s) (Suportado apenas
com Processadores com 11" Gen Intel® Core™)*

+ 1x Soquete M.2 Ultra (M2_2), suporta chave M tipo 2260/2280
moédulo M. 2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI Express até
Gen3x4 (32 Gb/s) *

* Suporta a tecnologia Intel” Optane™ (M2_2)
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagdao
* Suporta Kit U.2 ASRock

+ 1x Suporte porta COM
+ 1x Plataforma SPI TPM
+ 1 x Intrusdo do Chassi e Cabegote de Autofalante
+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimentagao méaxima 1A do ventilador (12W).
« 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua
(4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a d4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
+ 2x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP e CHA_FAN2/WP podem
detectar automaticamente se ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos estd em
uso.
+ 1 x Conector alimentagao ATX 24-pinos
+ 1x Conector de energia 8-pinos 12V
+ 1x Conector de dudio do painel frontal
« 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢ao ESD)
1 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegao ESD)
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Funcgées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificagoes

AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

Suporte SMBIOS 2.7

Multi ajuste de tensao de CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
VCCIN_AUX, VCCST, VCCSA

Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de dgua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de 4gua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, VCCIN_AUX, VCCSA, VCCST, ATX_5VSB

Microsoft® Windows® 10 64-bit
FCC, CE

Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagao
preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagées detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

das defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagio de

c Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema

ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado

por sua conta e risco. Néo nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper
¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de jumper nos
pinos, o jumper é "Aberto".

O W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOSY)
(ver p.1, N.o 13) Jumper de 2 pinos

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, nio apague o CMOS
logo apds ter realizado a atualizagao da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo
apos ter terminado uma atualizacdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar
a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil
padrao do usudrio serdo apagados sé se a bateria CMOS for removida. Por favor, néo se
esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢io do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

A

Suporte do painel de

sistema

(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.0 12)

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Ligue o botdo de alimentagao,
o botdo de reinicializagdo e o
indicador do estado do sistema

no chassi deste suporte, de acordo

com a descri¢do abaixo. Observe

HDLED- . s .
HDLED+ 08 pinos positivos e negatlvos

antes de conectar os cabos.

PWRBTN (Botio de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):

Conecte o botdo de reinicializacdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagdo do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensao S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo, um LED
de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar

seu modulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos
correspondem de forma correta.



Intrusdo do Chassi e
Cabecote de Autofalante
(SPK_CI!1 de 7 pinos)
(ver p.1,N.° 14)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
+5v |
O[O[0]O
| i (e)[e][e)

|
QGNALl

GND
DUMMY

Conecte a instrusdo do chassi
e autofalante do chassi a este

cabegote.

Conectores série ATA3

Estes quatro conectores SATA3

\—1| =] = OI
Vertical: 2 I- -I 2 suportam cabos de dados
(SATA3_0: E Ll ] g SATA para dispositivos de
ver p.1, N.c 8) N ®, armazenamento interno com uma
(SATA3_1: é I- I- g taxa de transferéncia de dados de
ver p.1, N.27) 0=l 1=l v até 6,0 Gb/s.
Angulo reto:
(SATA3_2:
ver p.1, N.° 9) (superior)
(SATA3_3:
ver p.1, N.° 10) (inferior)
Plataformas USB 2.0 USB_PWR Hé dois cabegotes USB 2.0 nesta

(USB3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.217)
(USB5_6 de 9 pinos)
(

placa-mae. Cada suporte USB 2.0

pode suportar duas portas.

ver p.1, N.° 16) p-
USB_PWR
Plataforma USB 3.2 Genl Vous Hé um cabegote nesta placa-mae.
Vbus IntA_PB_SSRX-
(F_USB3_1_2 de 19 pinos) ntA_PA_SSRX- mapessexs - Este suporte USB 3.2 Genl pode
IntA_PA_SSRX+ GND
(ver p.1, N.° 6) oo mAPessC - suportar duas portas.
INtA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
ntA_PA_D- nt_PB_D*
nth_PA_D+ Dummy

1
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Suporte de audio do painel

frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.° 19)

)

Este suporte destina-se & conexao

ND
PRESENCE#

dos dispositivos de dudio no
painel de dudio frontal.

1. O Audio de alta definicao suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd
suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso manual e
no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de

acordo com os passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Conectores de Ventilador de  eno Esta placa mée fornece dois
FAN_VOLTAGE

Chassi/Ventilador da FAN_SPEED conectores do chassi de

Bomba de Agua FAN-SPEED_CONTROL  refrigeragio a 4gua de 4 pinos.

(CHA_FAN1/WP de 4 pinos) Se vocé pretende conectar um

(ver p.1,N.2 4) e ventilador de refrigeragdo a dgua

(CHA_FAN2/WP de 4 pinos) de chassis de 3 pinos, por favor,

(ver p.1, N.° 15) conecte-o0 ao Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da FAN_SPEED_CONTROL Esta placa mae inclui um conector

CPU_FAN_SPEED
CPU 12y de ventilador da CPU (Ventilador

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.22)

GND

silencioso) de 4 pinos. Se vocé

T s a pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.



Conector de Ventilador de

Esta placa mae inclui um

CPU/Ventilador da Bomba FAN_SPEED_CONTROL 4 conector de ventilador da CPU
de Agua FA,\Tfyéf:;éz Z de refrigeragdo a agua de 4 pinos.
(CPU_FAN2/WP de GND ! Se vocé pretende conectar um
4 pinos) ventilador de refrigeragio a dgua
(ver p.1, N.° 20) da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o0 ao Pino 1-3.
Conector de alimentag¢ao Esta placa-mae inclui um
ATX conector de alimenta¢do ATX de
(ATXPWRI de 24 pinos) 24 pinos. Para utilizar uma fonte
(ver p.1,N.° 5) de alimentagdo ATX de 20 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 13.
Conector de alimentagao L —— Esta placa-mae inclui um conector
de 12V ATX Oy de alimentagdo de 12V ATX de
(ATX12V1 de 8 pinos) . LU0 " 8 pinos. Para utilizar uma fonte
(ver p.1,N.o 1) de alimentagao ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 5.
*Aviso: Certifique-se que o cabo
de forga conectado é para o CPU
e nao para a placa grafica. Nao
ligue o cabo de for¢a PCle a este
conector.
Plataforma SPI TPM SF’L}D;\?/S Este conector suporta um sistema
(SPI_TPM_J1 de 13 pinos) Dummy com SPI Mddulo de Plataforma
(ver p.1,N.211) T rers Confiavel (TPM), que pode
SOOI Cl)TF:M_P‘RQ armazenar com seguranca chaves,
i [0)[e][e][e)(e] (ID certificados digitais, senhas e
GlNgF"JPMﬁS# dados. Um sistema TPM também
spimso ajuda a melhorar a seguranga
Spff,;bczsc de rede, a proteger identidades

digitais e a garantir a integridade
da plataforma.

B560M-HDYV R2.0



Suporte da porta serial
(COML1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 18)

1od

>

[=
(e}
=
(02
wv
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Este suporte COM1 recebe um

DDSR#1 7 .
cCrsit modulo da porta serial.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock B560M-HDV R2.0, niezawodnej plyty
gtéwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczna

kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukgje,

spelniajacg zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jakosci i

wytrzymatosci.

S

Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,
zawarto$¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku
jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie

internetowej ASRock, bez dal. powiadomienia. Jesli wy Jjest pomoc techniczna

w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobraé liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock http://
www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

« Plyta gléwna ASRock B560M-HDV R2.0 (Wspotczynnik ksztattu Micro ATX)
« Skrécona instrukcja instalacji ASRock B560M-HDV R2.0

+ Pomocnicza ptyta CD ASRock B560M-HDV R2.0

« 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 2x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

+ 1x ostona panelu Wej$cia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

+ Wspdtczynnik ksztattu Micro ATX

+ Konstrukcja kondensatorami statymi

« Obstuga 10" generacji procesorow Intel® Core™ i 11" generacji
procesoréw Intel® Core™ (LGA1200)

- Digi Power design

« Sekcja zasilania 6 Power Phase Design

« Obsluga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

- Intel® B560

+ Technologia pamieci Dual Channel DDR4
+ 2 x gniazda DDR4 DIMM
« 11" generacji procesory Intel” Core™ z obstuga niebuforowanej
pamieci DDR4 nie-ECC, do 5000+(OC)*
« 10" generacji procesory Intel” Core™ z obstuga niebuforowanej
pamieci DDR4 nie-ECC, do 4600+(OC)*
* 119 generacji Intel* Core™ (i9/i7/i5) obstuguja DDR4 do 2933;
Core™ (i3), Pentium® i Celeron® obstuguja DDR4 do 2666.
* 10" generacji Intel® Core™ (19/i7) obstuguja DDR4 do 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® i Celeron” obstuguja DDR4 do 2666.
* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.
(http://www.asrock.com/)
+ Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dzialanie w trybie
non-ECC)
+  Maks. wielko§¢ pamigci systemowej: 64GB
+ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

11" generacji procesory Intel” Core™

+ 1x gniazdo PCI Express 4.0 x16*

10" generacji procesory Intel” Core™
+ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x16*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
+ 2x gniazda PCI Express 3.0 x1
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Grafika + Whbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA s obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktére maja zintegrowane GPU.
- 11" generacji procesory Intel” Core™ obstuguja Intel® X°

tej

Graphics Architecture (generacja 12). 10" generacji procesory
Intel® Core™ obstuguja grafike generacji 9
+ Opcje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DVI-D i HDMI
+ Obstuga trzech monitoréw
+ Obstuga HDMI 2.0 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 60Hz
+ Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczoscia do 1920x1200 przy 60Hz
+ Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy 60Hz
+ Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 2.0 (Wymagany monitor
zgodny z HDMI)
+ Obstuga HDCP 2.3 z portami DVI-D i HDMI 2.0
+ Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem HDMI 2.0
* 11" generacji procesory Intel® Core™ obstuguja HDMI 2.0.
10" generacji procesory Intel” Core™ obstuguja HDMI 1.4.

Audio + Dzwigk HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC897)

+ Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Obstuga Wake-On-LAN
+ Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi/
ESD
+ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Obstuga PXE
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Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechowy-
wanie

Ziacze

+ 1 x port myszy/klawiatury PS/2

+ 1xport D-Sub

« lxport DVI-D

« 1xport HDMI

+ 2xporty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 4xporty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

+ Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glosnik przedni / Mikrofon

4 xzfacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga Intel Rapid Storage
Technology 18), NCQ, AHCI i Hot Plug
+ 1x Hyper M.2 Socket (M2_1), z obstugg modutu PCI Express
M Key typ 2260/2280 M.2 do generacji 4 x 4 (64 Gb/s) (Obstuga
wylacznie z 117
+ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obstuga Key M typu 2260/2280
modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI Express do Gen3
x4 (32 Gb/s)*
* Obstuga technologii Intel” Optane™ (M2_2)
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
* Obstuga ASRock U.2 Kit

generacji procesorami Intel® Core™)*

+ 1xzlacze gtéwkowe portu COM
+ 1 x zfacze gtéwkowe SPI TPM
+ 1 x zfacze gléwkowe naruszenia obudowy i glo$nika
+ 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obsluguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1 x zfgcze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Ztacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
+ 2 x zfgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowga wentylatora)
* Zacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP i CHA_FAN2/WP moze
automatycznie wykrywad, jesli uzywany jest wentylator 3-pinowy lub
4-pinowy.
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+ 1x 24 pinowe zfgcze zasilania ATX

+ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V

+ 1x zlacze audio na panelu przednim

2 x zlacza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 1x porty gléwkowe USB 3.2 Genl (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

Funkcja BIOS + Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI
+ Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0
+ Obstuga SMBIOS 2.7
+ Wiele regulacji napigcia CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
VCCIN_AUX, VCCST, VCCSA

Monitor + Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
sprzetu obudowy/pompy wodnej
+ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperatur¢ CPU): CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
+ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
+ Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, VCCIN_AUX, VCCSA, VCCST, ATX_5VSB

System + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny
Certyfikaty - FCC,CE
+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic¢ naszg strong internetowg:

http://www.asrock.com
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Nalezy pamigtaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

tawieri w BIOS, zas iem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu
lub nawet powod uszkodzenie komp tow i urzqdzeti syst Powinno to zostaé

zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane

przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

O W

Short Open

Zworka usuwania danych z

pamigci CMOS
(CLRMOS1) 2-pinowa zworka

(sprawdz s.1, Nr 13)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usunac i
zresetowac parametry systemu do ustawient domyslnych, wylacz komputer i odiacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do zwarcia
pinéw CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamigci CMOS zaraz
po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z pamieci CMOS
po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS
nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamieta¢, ze hasto,
data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po wyjeciu baterii CMOS.
Nalezy pamieta¢, aby po usunigciu danych z pamigci CMOS, usung¢ nasadke zworki.

Po usunieciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia
obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza gtowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
nad tymi zlgczami gléwkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami glowkowymi i
zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Zlacze gtowkowe na Podlacz do tego ztacza
panelu systemu
(9-pinowe PANELI)

(sprawdz s.1, Nr 12)

gléwkowego przetacznik
zasilania, przetacznik resetowania

i wskaznik stanu systemu na

obudowie, zgodnie z pokazanym

HDLED-
HDLED+ ponizej przydzialem pinéw. Przed

podlaczeniem kabli nalezy zapisa¢
pozycje pinéw plus i minus.

PWRBTN (Przelgcznik zasilania):
Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowac sposéb
wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):
Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik

resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sig i nie

wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaZnika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera przede
wszystkim przetgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania, diode LED
aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podigczeniu modutu panelu przedniego obudowy
do tego zlgcza glowkowego upewnij sig, ze jest prawidlowo dopasowany przydziat przewodow
i przydziat pinéw.
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Zlacze gtowkowe SPEAKER Podlgcz to tego zlacza
. . DUMMY ) )
naruszenia obudowy i DUMMY gléwkowego naruszenie obudowy
gloénika v | i gloénik obudowy.
(7-pinowe SPK_CI1) Olo[oo
1% / - 1 ? 0olo
(sprawdz s.1, Nr 14) SIGNAL |
GND
DUMMY
ZYacza Serial ATA3 - [ B ° Te cztery ztacza SATA3
Pionowy: g I- -I 2 obstuguja kable danych SATA dla
=

(SATA3_0: O I wewnetrznych urzadzen pamieci
sprawdz s.1, Nr 8) N “ z szybkoscig transferu danych do

[92] (52}
(SATA3_1: Z I- s 6,0 Gb/s.

<
sprawdz s.1, Nr 7) i S S
Kat prosty:
(SATA3_2:
sprawdz s.1, Nr 9) (Gorny)
(SATA3_3:
sprawdz s.1, Nr 10) (Dolny)
Ztacza glowkowe USB 2.0 USB_PWR Na tej plycie gtownej znajduja si¢

(9-pinowe USB3_4)
(sprawdz s.1, Nr 17)
(9-pinowe USB5_6)
(

dwa zlgcza glowkowe USB 2.0.
Kazde zfacze gléwkowe USB 2.0

moze obstugiwaé dwa porty.

sprawdz s.1, Nr 16) p-
USB_PWR
Zkacza gtéwkowe USB 3.2 s e e Na te] plycie glownej znajduje sie
Genl [ ph_ssrx mare-ssec - jedno zlacze gléwkowe. To zlgcze
(19-pinowe F_USB3_1_2) o o ot gltowkowe USB 3.2 Genl moze
(sprawdz s.1, Nr 6) o o oo obstugiwaé dwa porty.

IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PB_D+
Dummy
1

105



106

Zkycze gtowkowe audio
panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 19)

To ztacze glowkowe stuzy do

ND
PRESENCE#

podlaczania urzadzen audio do
przedniego panelu audio.

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziala¢ prawidtowo
przewdd panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy
wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w ztgczu gléwkowym

audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podtgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich
podlgczaé dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywnié mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Zkacza wentylatora GND Ta plyta gtéwna udostepnia

FAN_VOLTAGE

obudowy/pompy wodne;j FAN SPEED dwa 4-pinowe zlacza obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/WP) FAN_SPEED_CONTROL wentylatora chlodzenia wodnego.
(sprawdz s.1, Nr 4) Jesli planowane jest podlaczenie
(4-pinowe CHA_FAN2/WP)  + 2 s« 3-pinowego wentylatora
(sprawdz s.1, Nr 15) chtodzenia wodnego obudowy,
nalezy je podiaczy¢ do pinéw 1-3.
ZYacze wentylatora CPU e o Ta plyta gtéwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FANT1) 2y 4-pinowe zlacze wentylatora

(sprawdz s.1, Nr 2)

GND

CPU (Cichy wentylator). Jesli

planowane jest podlaczenie

12 3 4

3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw 1-3.
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Ztacze wentylatora pompy Ta plyta gtéwna udostepnia

wodnej /CPU FAN}PEEDE:,\?M% ‘3‘ 4-pinowe zlacze obudowy

(4-pinowe CPU_FAN2/WP) FAN_VOLTAGE 2 wentylatora chtodzenia

(sprawdz s.1, Nr 20) e ! wodnego CPU. Jeéli planowane
jest podigczenie 3-pinowego
wentylatora chfodzenia wodnego
CPU, nalezy je podiaczy¢ do
pinéw 1-3.

ZYacze zasilania ATX 12 [O0 24 Ta plyta gtéwna udostepnia

(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 5)

24-pinowe ztgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V 8 - Ta plyta gtéwna udostepnia
(8-pinowe ATX12V1) Uy 8-pinowe zlgcze zasilania ATX
(sprawdz s.1, Nr 1) 4 LU 1 12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sie, ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajacego
PCle.
Zlacze gtéwkowe SPI TPM se1-bea To ztgcze obstuguje system
(13-pinowe SPI_TPM_J1) Bummy SPI Trusted Platform Module
(sprawdzs.1, Nr 11) SP';:Q?#S : (TPM), ktory moze bezpiecznie
SIS0 C';E)M’P‘RQ przechowywa¢ klucze, certyfikaty
1 [e)[e)[e)[e)[0)[e] cyfrowe, hasta i dane. System
GlNEIPLTPNLCS# TPM pomaga takze w zwickszeniu
Splfarfs'ff” zabezpieczenia sieci, ochronie
ooz | cyfrowych danych osobowych

i zapewnieniu integralnosci

platformy.
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Ztacze gtowkowe portu RRXDL To zlacze gléwkowe COM1

szeregowego cCTs# obstuguje modut portu
(9-pinowe COM1) . szeregowego.
(sprawdz s.1, Nr 18) RRI#L
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11" Gen Intel® Core™ Z 2 HI A = Intel® X° Graphics
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- 28dE 0lHY 802.3az XA

- PXE X &
= IHg « PS/20IRA/IEE ZE 14
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(4096x2160) @ 60Hz

« DVI-D (X6 SRAFRIRE 1920x1200 @60Hz
+ D-Sub IZX S SAFRE 1920x1200 @60Hz
« HDMI20KR—FCA— NI YT 2o T710—FHZ— (12bpo).

XVYCC BELUHBR(EEY b — A —F 1 ) [ is (HDMI
HHE=Z2—DWETY)

+ DVI-D R—hk& HDMI 2.0 R— ¢ HDCP 2.3 [Tt

HDMI 2.0 7R— +C 4K Ultra HD (UHD) B4 [T X

*%Hﬁﬁlntel® Core™ 7O+t wHIEHDMI 2.0 ZHR— L%
T.5 104K Intel® Core™ 7Ot v HZHDMI 1.4 ZHR—KL
%7,

« 7.1 CHHD #—7 7 (Realtek ALC897 Audio Codec)
o H—IREITHIG

. FAHE W LAN 10/100/1000 Mb/s

< FH PHY Intel® 1219V

- Wake-On-LAN(Uz A7 4> Z2) IS

- B/ HEINE (ESD) REIS

o IRIVF—EOIVA—T vk 802.3az ZHR—F
« PXEEYR—F

« 1xPS2 IR/ F—KR—FKR—F

« 1xD-Sub R—k

- 1xDVI-D R—F

« 1xHDMI R—h

-« 2xUSB 2.0 R—b BFESNE (ESD) REEICHTIS)

- 4xUSB3.2Genl R—h (B#ELINE (ESD) REEITHS)
- LED 3 1 x RJ-45 LAN 7R— b (ACT/LINK LED & SPEED

LED)



B560M-HDYV R2.0

OARTR

« HDA—=FTA4AI vV A4 A(> / 7AYMRE=H—/<
1Y

« 4xSATA36.0Gb/s Ox7Zntel SEY KA —TF7./0Y
18.NCQ. AHCl BLUVKRY b TS IS

« 1xHyper M.2 Socket (M2_1). £z K Gen4x4 (64 Gb/s) £TD
M Key 2~ 2260/2280 M.2 PCl Express 1 —UITHI

(38 11 4% Intel® Core ™ 7Oy TOIHFHELET) *

- IxUltraM.2 V4w (M2_2).MKey 21~ 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s EY1— )b BXUV &K Gen3 x4 (32 Gb/s)
FTD M.2 PCl Express £ 21— )UK *

* Intel® Optane™ 7%/ OY — IS (M2_2)
* FEN T+ A E LT NVMe SSD [Tty
* ASRock U.2 v MTXiS

« 1xCOM R—hrA\y & —
« TxSPITPM A\w&—
c XY=V AVMI—=TaVERAE— =AY E—
« 1xCPUT7aARIR(EEY)
*CPU 77 A% TZEEwRA 1A (12W) DEAD CPU 77/ RIS
LEY,
« IXCPU/IF—R—RT 77 ART 24 EVNAI—FT7
>R EHII1E)
*CPU/ IA—BR—RUTIT7UNEERAK 2A 24W) DD T +—2
—I—Z—ITHISLE T,
« XV —V [ OF—B—KYTTFVARGEG EV A —F
77> RERIE)
¥ — [T —BR—R T T UEERK 2A 24W) DEAD T+
—B—=7—=S—|IHIELE T,
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP &5 & CHA_FAN2/WP (& 3
EVEfid 4 BV 77 MERETNTWSHESH A BEIRH
TEEY,
< 1Xx24 EV ATX BRIZRIZ
< I1x8EV1VERIZXIAZ
< AXBIENRIVA =T A TZIR
« 2XUSB2.0 YA — (4 DD USB 2.0 R—kicxtis) BEER
15 (ESD) fRFEITHHIS)
« 1xUSB3.2Gen1 A\w4—(2 DM USB 3.2 Gen1 R— MMTHHE)
(BELNE (ESD) 1REITHIR)
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BIOS #8E - AMI UEFI Legal BIOS. 558 GUI H7R— MdE

« ACPI6.0 ZEHLI T A VT v TA b

-« SMBIOS 2.7 H7R—F

- CPU 7/ F+ v GT. DRAM. VPPM, VCCIN_AUX,
VCCST.VCCSA BER L F %

N=ROIT  « T7YEAA—R:CPUCPU/ T —8— RV T o= /o4
TEZ2— —BR=RT TV

- BEV7V(CPUREIR Y Ty —Y T 7R EZ BB
CPUCPU/ A4 —R =KV T v —2 | 0A—B =R TT7>

< TPURIVFRERIE: CPUCPU/ D4 —2—KR>Y T v—2/
VF—R—RT T

- 7—AREARA

< BHEEER 1 +12V.+5V.+3.3V. CPU Vcore. DRAM, VPPM,
VCCIN_AUX. VCCSA, VCCST, ATX_5VSB

-+ Microsoft® Windows® 10 64-bit

- FCC.CE
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP SHIGEREIGEBEHIHETT)

* BRBEEIC DV T HH oL 71 M ESE 0, http://www.asrock.com

A

BIOSERE DT> 24 FF4—/\—oOv 070/ A2 —DBAN — F/N\—F71DF—
N—=2o0v oY —)VDRFELEEEEET —/N—0 A Y IIIE—ED X EHNET
DTTEBLIEENA—/N—00Y 0T BESRTLDFLEICEDIENTATLDT
VR=RUIPTINARDBEIET BN BV E T, CEDDEETIToTLIEE LI
#HTIEF—/I\—0 O IICLBRIEDEEIFEVDNRET DT TREZELY,
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13 v VIN\—KE

CDAZAME IV IN—DREFHFEETLTVEY, v /\—FrvTHE/IH
ToTWVWBE Ir U IN—Ea—MTI . Ir NN —F v THEVICHE TV
WBEICIE v IN— =T 1T,

O W

Short Open
CMOS 7177 v > I\—
(CLRMOST)

(p.1.No. 13 £88) 28T

CLRMOS1 Zf#E>T CMOS AD T —42%& V7 TCEE IV 7 LTT 74 IV REICY
AT LINTGA=2—% )Ly b BIKEaY E1—2—DEREYV ERHSERI—
FERWTLIEEWIS BEF>THST v/ \—F vy TZFERL T CLRMOST £D
E%& 5B a—hERETELBIOSET v I T— LI BRITCMOS V)7
LGEWTKIZEWBIOS 77y 77— MECMOS 27 V7 I B EH HNIE R
AT L=ZRELZNDSCMOS T T 7023V ETORIC Y vy b T LTLIEEW,
INRAT—R BB =0T 74V T O771)ViE . CMOS DEMZER IS L
T RICDIIEEENBTEICTERLIEEV.CMOS 2V U7 LIt T Vv /N—
Fry T B TERALTIZEL,

=23V R T — R R A T BICIEBIOS 7 723 > H Clear Status(R 7 — 42X

Q CMOS%EZ U7 S 5L —XDRIRIORFIEN B ED BV E T IXFIDZ +—2 1>k
DIEZE) | THBELTEE LY,
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14 FVR—ROANYHA—ERTZ

13 2 IN—F oy TEFE N TLIEEONYE—BLOIARIRUTTI 2 IN—F v T

f FUR=INYR—=ETARTRUED+ 2 IN—TlF BV FBATNENYZ—ETRTRIC
EWEBE XY —R— FICHEIRIEDEC BT EDBVET,

AT LINRIUANY B — PLED: BRAA Y FHEG LAY F
(9 E> PANEL1) )y L TFEEOEVEVY
(p.1.No. 12 £Eg) TR LIV —YDYVRT A

RT—BARTT >V THIDA\Y
A=y LET, 7—T IV E
BETREEICLEYD+HE—
ICREDIFTLIEEL,

S — IR RV DERR A FICET L TIEEVNERR 1 v FERAL TR T
LEF TN BIEERECEET,

RESET (Ut R 1w F) :

S —BIE NRIVD Uy SR FICEREL TR WNT > Ea—2—DHT71—X LTz
BB DBEEEE HEITTCEEVBEICIF Y N A1y FEFL T O Ea—R2—%
BEEELE T,

PLED (!X 7 L EJR LED) :

S —Z BRI NRIVDEIRR T—RRA > 2 —R—I it L TTE S VT R T LK)
UL LED DSRAT L E TR T LBYS1/S3 R — TIRREDIZEITILLED I B A
FIIRTLD 4 R —TIRREFE /e IEEIRA 7 (S5) DEFITIE LED 137 7T,

HDLED (/\—RRZ4 77071 ET LED) :
S —BIENRIVDIN— R RZA T 770 71 ET 1 LEDICEE L TTEE WS/ N—F RS
T D7 — %G HIM Eeld B EAH U LED (FA BV ES,

BIEV RV T A NG+ =Nk o TREBTED BV E S BIE \RIVED2—) UL
EICEFRT YRV N1 Y FRERLED/\— RS54 7 71 E7+ LED E—=H—
HEDSERENE S+ —> DRIE/ NRIVED1— IV ECDN\Y Z—EH T T BIBE
ICIFBHRDEN HTE E> DI EHTHIELEHL TV BT LERD D TIEELY,

Q PWRBTN (ZBIER 1 v F) :
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DA e 4 |7 % SPEAKER =AY M= v —
o » DUMMY - o »
ERAE—H—\YH— DUMI\iIY JAE—H—HEZDN\YHE—|C
(7 B> SPK_CIN) A EHELTEEL,
(01.No. 14 258) OO0 h
[SAIN . =201 1 (I) o [@)
SIGNAL |
GND
DUMMY
217 )L ATA3 %94 TS 4 DD SATA3 D% 42—

EEH:

(SATA3_O0:

p.1.No. 8 &)
(SATA3_T:

p.1.No.7 B8g)

EA:

(SATA3_2:

p.1.No. 9 £88) (4I)
(SATA3_3:

p.1.No. 10 B) ()

SATA3_2 SATA3_1

]| i——1]
I——1 [—11

SATA3_3 SATA3_0

I&. &= 6.0 Gb/s D7 —28rik
BECHEBRAN—IT/INAR
D SATA T—247—7 )&%
R—hLET,

USB 2.0 Ay & —
(9 >/ USB3_4)
(p.1.No. 17 BE8)
(9 &> USB5_6)
(p.1.No. 16 BE8)

USB_PWR
p-

ZOXRYP—R—FIciE2 2D
USB 2.0 N\ A —HERFENT
WET, & USB20ANYAZ—|E.2
DOR—rEYR—ITEXT,

USBP;PWR
USB 3.2 Genl A4 — Lo zY—R— R 1 D0
(19 €~ F_USB3_1_2) oo senc fOIGP e sstxe Ny A — NERENTVE T, T
(p.1.No. 6 BEB) o oGO s Y USB 32 Genl A A —I& 2D
osiglion | - bR R— P TEET,

1
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OV b\RIA—TAF OND - ences TONYE—3 70OV =T+
Ay L — FINRINCA —TAF T I\ X%
(9 €= HD_AUDIOT1) BT BHDEDTY,

(p.1.No. 19 £88)

FB1201c1F 2+ —2DINRIVTA =D HDAE Y R— L TV BT ENZETT,
BRENDIRTLERMHSBICIEEHDI =27 IvEL V7 —> DI =27 )b D
BRI TIEL LY,

2. ACY7 A —T o A/ N IVEER T BIEEICIFRDI T T CHIE/NRIVE—T o7
ANYH—(TRIHFTIEELY,
A. Mic_IN (MIC) & MIC2_L [c#55LE T,
B. Audio_R (RIN) Z OUT2_R Iz, Audio_L (LIN) Z OUT2_L Ic##:LF .
C. 7—X (GND) #7—X (GND) Ic##5L F 7,
D. MIC_RET & OUT_RET I .HD 2 — 7 74/ R IVEH THAC7 4 —F 14/ NI
TlETNS&#HTI 2L EIFHE A,
E. 70> A 2%EBENIC T BICiFRealtek 3> FO—) L/ N2 )L O FrontMic /2 7 TR
BB EHELTIEELY,

C_Q L AT 71 =232 F =T Hd vy ot 2 DY R — L TOETHUELHEEE

:/‘\7—://'7?]'—9—7]—3\/ GNI?:AN VOLTAGE 10)7-&_2}—\_ FLCL; 2 204
TI77ARTE FAN_SPEED EVACEEI Y — XTI R
(4 > CHA_FAN1/WP) [NSPEERCONTROL B RN TWNE T3 EY
(p.1.No. 4 B DY =K T 7>
(4 > CHA_FAN2/WP) P TREEITIE Y 1-3 1T
(p.1.No. 15 &) LTLIEELY,

CPU 77> %% THRYP—FR—RIF 4 > CPU

CPU_FAN_SPEED

(4 E> CPU_FANT)
(p.1<No.2 &)

Ty EET7Y) AR ZHE
fEENTVWEI3IEDCPUT 7
—1— VRS AHBEIE EY1-3
ITERL TS,
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CPU/IF—B—R>VTT
FYARGZ

FAN_SPEED_CONTROL 4

0 FAN_SPEED 3

(4 £~ CPU_FAN2/WP) FAN_VOLTAGE 2
1

(p.1.No. 20 &) GND

TOIF—R—FIE 4 £V
HCPU 77 AT ZDERE
NTVEY,3 E>D CPU K5

77 a#EGR T B5aIiE
V13 TEERLTIEE L,

ATX BRIRIZ
(24 £~ ATXPWR1)
(p.1<No.5 &)

TOIY—R—FIE24 > ATX
BRIRVEDERBEINTVE
.20 EVD ATX BIREERT
BlciE EV1E13IcEbET
L TIEL,

ATX 12V ERIRTZ 8 5
(8 E> ATX12V1)
(p.1.No. 1 &) 4 1

TORY—R—FIE8 Y
ATX12V BIRIR T2 —H AR
TNTVETA4EVDATXE
FaEFERTSICE EY1&E5
lCEbETERLTIZEL,

L ERINTVRERT—
TIWNT STy AB— A
Tl3%HL CPURBTHBTLE
FLTLIEEL, PCle BIR
F—=7IVECOARY2—|HE
FLELTIRELY,

SPITPM Ay 4 — sp1.0a3

+3.3V

(13 &> SPI_TPM_J1) ummy
(p.1.No. 11 BEg) SPI_MOSI

RST#

| TPM_PIRQ

[Q)fe)fe)(e)(e)(e]
[ (e][e][e][e][e][0)

GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

I
| SPI_TPM_CS#

ZDAXYZIESPI S AT Y
RTSvbTF—LFEIa—Il
(TPM) ¥ R T LTSS B D
THTV2VERRE N R T —
F.T—2EZ2IRETEE
9. TPM R T LEE e % v b
T—otF 1T EEDHTIZ
JVEEREAREL TSy b 74—
LDFEMERILE T,
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2D COMT ANy E—FU7 I
R—bEV1—IbEYR—LE
ED

JYTIVE— Ay E—
(9 E> COM1)
(p.1.No. 18 £8)
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B560M-HDV R2.0

Vodin
1 &9y
R T AL 8 BSGOM-HDV R2.0 41, XS ARME S — B FoA% IR B R AT 2 7=
BB T SRR EAR, AR S L R AT A A MO B8R0 S B,

1TIBA, MRAIEFETIE, WEANAIRAN &L HEEEE MG E, BT S550#
1TIEH, MREFESI ERAXAIFEARSFE, EVEIENTRIP G LB TR HZ
SHIEE. Bt A EEENG EREIEH VGA 71 CPU 325576, HEEMik
http://www.asrock.com,

Q HF ERAAEF BIOS S ATAE EEFT, FEE, AXIEHIABFIRELRERTER, BT 5

1.1 8135F

« #£8 B560M-HDV R2.0 4% (Micro ATX #4& R ~F)
. f£E B560M-HDV R2.0 i & #4570

. f£E B560M-HDV R2.0 X #55t#E

- 2x BB1T ATA (SATA) ##EZ (M)

© 2xEREE (M2 FRERER)  (EM)

« 1x1/0 EmiR
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1.2 #i&

¥a

CPU

/it

132

« Micro ATX & R~F
- BEREESEIEIT

- 5% 10 X Intel° Core™ & ¥2EE % 11 4X Intel® Core™ 4L
2= (LGA1200)

- Digi Power design

- 6 EiRIE&IT

+ 3 ¥% Intel° Turbo Boost Max Technology 3.0

+ Intel” B560

- WiEi& DDR4 M A
- 2xDDR4 DIMM #&
- % 114X Intel° Core™ 4335345 DDR4 dE ECC. FEZE MR
., =& 5000+(00)%
- £ 104X Intel° Core™ 4-¥ 3535 DDR4 dE ECC. FEZE MR
7, =& X 4600+(00)%
* % 11 4% Intel® Core™ (i9/i7/i5) AI 324589 DDR4 IR B3R E H
2933; Core™ (i3). Pentium* #i Celeron® AJ3z#%H DDR4 HI%
SRR A 2666,
* 25 10 X Intel® Core™ (i9/i7) A %49 DDR4 KR S E
2933; Core™ (i5/i3). Pentium® # Celeron® 7] % #%H) DDR4
B =IRE A 2666,
*ESRLZEM L A Memory Support List (REXZFFIER) T
R, (http://www.asrock.com/)
- # ECCUDIMM WS (JE ECC #ERXIRIE)
- XBRENERASTE: 64GB
- 3Z#F Intel” Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

% 11 € Intel® Core™ 413828

+ 1xPClExpress 4.0 x16 #& *
% 10 fX Intel® Core™ 413828

+ 1xPClExpress 3.0 x16 #& *
* 3 # NVMe SSD RAfERsNE
- 2xPClExpress 3.0 x1 #&



B

I
IS

LAN

fFE#R 1/0

- H7E GPU &£ I2 38 4+ 25 Intel® UHD Graphics R ER

30#0 VGA #itH.

- % 11 £ Intel* Core™ 43822 37 #% Intel® X° EF 4244 (Gen

12) £ 10 4% Intel° Core™ 4L ¥2 28 745 Gen 9 B

- 3NERELET: D-Sub. DVI-D 1 HDMI

- XBZARRHE

« 3x# HDMI 2.0, 60Hz Bt K4 ##2i% 4K x 2K (4096x2160)
- X# DVI-D, 60Hz A& K4 ##3i% 1920x1200

- X#5 D-Sub, 60Hz At k4 ##i% 1920x1200

- B HDMI 2.0 i 0 (FEHREH HDMI B7RZE) X Auto

Lip Sync. Deep Color (12bpc). xvYCCFAHBR (BHLEZEFI)

- i&id DVI-D #1 HDMI 2.0 %% 0 3z #5 HDCP 2.3

- i&id HDMI 2.0 3% O 325 4K #57% (UHD) #& 7

* 25 11 {8 Intel° Core™ 4322837 4% HDMI 2.0, %5 10 X Intel®
Core™ 43283 #% HDMI 1.4,

- 71CHEEEI (Realtek ALC897 H5M 4 fRAD2R)
. KEFEERIF

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel* 1219V

- %% Wake-On-LAN (/_EREEE)
- XZFFER /ESD &P

- XIFEAERIAAN 802.3az

- ¥ PXE

- 1xPS/2 Bir/ 82&%0O

- 1xD-Sub &0

- 1xDVI-D #%A

- 1xHDMI %A

- 2xUSB2.0:i%O (¥ ESD fR¥7)

- 4xUSB3.2Gen1 im0 (3#% ESD 1R#)

- 1xRJ-45LAN %A, # LED (ACT/LINKLED #1 SPEED

LED)

- BIEEOUETL: KEWA /AR ERR

B560M-HDV R2.0
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i

#O

-+ 4xSATA3 6.0 Gb/s #%0, Z# Intel Rapid Storage Technology
18. NCQ. AHCI fn#isEx

+ TxHyper M2 #0 (M2_1), &&X#F Gendx4 (64 Gb/s) M
Key 2524 2260/2280 M.2 PCI Express R (X114 Intel®
Core ™ RLIEZBAIZHE) *

< IxEBHEM2EO (M2_2), ¥ MKey 22 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s #1F1 M.2 PCl Express &1t (5 Gen3
x4 (32 Gb/s)) *

* 3 #% Intel° Optane™ Technology (M2_2)

* % #% NVMe SSD B{EREh&E

*EBEEU2EH

+ 1 x COM i O H5 R4
+ 1 xSPITPM #xR)
o I xRN = 2R
1xCPU RE#ZA (4 %)
*CPU REE#EOX#HFRE 1A (12W) I1ZEE CPU KA.
- 1xCPU/ ARREED (4% (FREXEEERH)
*CPU/ ARREXFFmE 2A (24W) TIERHIKLKE.
- 2xHIFE /ARREED (4%) (FREXEEERS)
*HFE / KRREXFFRE 2A (24W) IERAKLKE.
* CPU_FAN2/WP. CHA_FAN1/WP #1 CHA_FAN2/WP "I IX B
ENRI 3 TN 4 ST B R & EER.
1x24 5t ATX BiE#EO
- 1x8 %t 12V RiREDO
- 1 x EIERERED
+ 2xUSB2.0 #k (32#54 4 USB2.0 #%0, 3Z# ESD &)
- 1xUSB3.2Gen1 ##M (3z# 24> USB3.2Genl M, 3
# ESD &)
+ AMI UEFI Legal BIOS, X#&iE= GUI
+ ACPI 6.0 FRAMEEE 4
+ 32§ SMBIOS 2.7
- CPU W#% / &%. GT. DRAM. VPPM. VCCIN_AUX.
VCCST. VCCSA BE & Rif%E



B560M-HDYV R2.0

BIOS Ifist  AMI UEFI Legal BIOS, X#&iEE GUI
R - ACPI6.0 s A MR EH4
+ 3Z¥§ SMBIOS 2.7
+ CPU W#%/%7. GT. DRAM. VPPM. VCCIN_AUX. VCCST.

VCCSA RE £ RIA%E
Tt - KEEEET: CPU. CPU/ KRR, #5 / KEXE

- BERE (IRHE CPURE BaEENAEXEERE) © CPU.
CPU/ KR, Hl3E / KRERE

- REEMEREES: CPU. CPU/ KR, 5/ KRXE

- CASEOPEN (#l#8$TF) #&il

- EEEHE +12V. +5V. +3.3V. CPU Vcore. DRAM. VPPM.
VCCIN_AUX. VCCSA. VCCST. ATX_5VSB

BIERS - Microsoft° Windows® 10 64-bit
NIE - FCC. CE

- ErP/EUP 3z#% (FE3Z#5 ErP/EUP HIFRIR)

*HXRIERERIES, EHEENTAIMLE: http//www.asrock.com

TINREBIS B —ENE, E1FHE BIOSKE, KA "BHBHRA", BERAE=
I TA, BHIFESHIE RRRIFEN, BEIRERIBHFIREIERIIT, H
fTIX I T EME R BB KR FIZEH. EAIRT B FRESTIE PRI BT T 5%
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1.3 BE&igE

LEE R TR BB, SRR ERIX LI ER, Bigk "EiE . mRXEHHLE
LERBRIE, B CFERT .

% W

Short Open
BB CMOS Bk @@
(CLRMOST)

> spEs
(M1, $H134) A

CLRMOS1 R iF&E Rk CMOS HE ¥R, ZERMEERFESHEIIMRE, EX
AT E, MR ERTRIRZES. %1555, £ABZEE CLRMOST La
STMIERE 5 ®, 1BR, EZ7EEH BIOS R ILAIERR CMOS, R EFEEENITH
BIOS E#fi /5 ik CMOS, MWHERHMAL, FFEXAEEHRITER CMOS #1E,
HEE, BB BH. FHEFAPEGAREXHREHT CMOS Bitt/F 4 S#IER.
TEICEEBRR CMOS FEL T B4k IR,

WREERR CMOS, HLAEFTFFSAAE], 1514 BIOS 117 “Clear Status” (GERRAZS)
B2 iERRET— AR N IR ATIC R,
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1.4 tREHERFEO

RSB OB, TEFBREIERE X LEfZ BTN O, 15 BREL IR S E X L
FERIFIFE O LI 23 ERIE R A AT,

AGERIES B TENSTHAR, BIELE
(9 $t PANEL1) A MEEFX. EEFXMRSR
(RE1T, E124) géé%%‘ ASHERATIE IR B ML IRM, 7EEiE

! | o LYENEIC TIE AL
GND

HDLED+

AR ET IR L AT FIRTF . 1R ] LABC B 1% P FLIRTF 56 56 i R 6 0 7 =

RESET (EEHX) :

EREINERTER LRI EETF R, MRITEYIICY, BERITEREF RS, HEEFF
KEHEZEL.

PLED (R4 HIRLED) :

EREI BT E IR LR IR RTSIE AT, R IERRIERT, It LED =i, REELLTE S1/
S3 FERRIRZSAT, Ut LED fF, R 7E S4 RERRIAZSEL KA (S5) Y, UMt LED /8K,

HDLED (#&#i%3) LED) :
EEEH AR E R LR RERLE EN LED #5747, BEALIE 7R ENEL B\ #ERT, Ut LED 5=
i,

BIERRIHRIEI AT FIM A AT ER. AEREREZQEERFX. EEFX. BIF
LED. ##i%5 LED 57 4T. Him s, [HIERIERRRIEFEE|ILIELRT, HHRIZEL
S EFIEHE 5 BC IE R IT AL,

Q PWRBTN (REIEF) :
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AR N FN47 75 2R %R
(7 §t SPK_CI1)
(ME1T, £141)

SPEAKER

DUMMY

DUMMY

+5V ]
1

1

N
SIGNAL
GND

DUMMY

HRVERAMIES SRR E
1R F M,

1T ATA3 0O
EH:
(SATA3_0:
RE 11T,
(SATA3_1:
REIR, ETD)
Ef:
(SATA3_2:
RE1T, £91) (b)
(SATA3_3:
RE1TT, £104) ()

E81)

[—]] [——]

SATA3_2 SATA3_1

SATA3_3 SATA3 0

[—]] [—I

XA SATA3 O X FRE
6.0 Gb/s HiEfEHEEER NERF
iR & 1Y SATA BiEL.,

USB 2.0 #H)
(9- %t USB3_4)
(M1, E171)
(9- %t USB5_6)
(ME1TT, £161)

USB_PWR
p-

Lt E4 EH 2 4 USB 2.0 .
B4 USB 2.0 E K AT A HA A
o u

USB 3.2 Gen1 #H]
(19 $+ F_USB3_1_2)
(ME1TT, E61)

p-
USB_PWR
Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND INtA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
INtA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

e ER EH— M. Lt USB
3.2 Genl M AT AT HB A i
A,
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AIE R & 3E sk
(9 ¥ HD_AUDIO1)
(RE1R, £191)

CQ 1

2.

O sencE# etk A F IS i
MIC’REOTULREI A& SR .

BB B IHATLEN, 1BYFE_LAIERIELS 35 HDA 7 BEIEE TIE, 15158
HATHIF AL A F AR L E R 5

WRE(EH ACY7 EWTER, BB T H RIS E R EI AT E RS SEH

A. ¥ Mic_IN (MIC) iZ#£2] MIC2_L.

B. % Audio_R (RIN) i£#£2] OUT2_R, # Audio_L (LIN) i£#Z/ OUT2_L,

C. I3zt (GND) £ # 2] # i (GND).

D. MIC_RET #1 OUT_RET R B F &8 EWNE IR, B FEEIT AC7 ESNEIRIESE
Efl.

E ZEArrEz X, 15%Z) Realtek #Z#IE#R_EAT “FrontMic” (FiZz M) LT,
% ‘Recording Volume” (RBEEZ) .

B /A RERBED B EARIREFA 4 SRS I
(45t CHA_FANT/WP) | Favounse REHEN. MBEITHER 3
(REH1T, H41) | msmocomo SHURKSRS, BHEER
(4 $t CHA_FAN2/WP) Io Xe) B EHRD 1-3,

(W&,

$F151) Tz s

CPU K E#EA i L ERIRM 4 5 CPURE (B
(4 1 CPU_FANT) BXE) &0, MRETHER

(WE1 T,

3§t CPU KU, iEIEEERS §
12 3 4 Hiﬂ 1_30

E24)
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CPU/ KRR E#O
(4 §t CPU_FAN2/WP)
(ME1T, %201)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

Lt E IR 4 £tk KEED.
MREITHIER 3 § CPU K%
KB, EEEEERITHI -3,

ATX EiE#RN
(24 $+ ATXPWR1)
(ME1TT, E51)

It EHRIR A 24 §F ATX iR
O, ZfEM 20 $F ATX EIE, &
ST 1 FEHRD 13 RIFE.

ATX 12V BjE#EDO 85 It E 4RI 8 §F ATX 12V HLiE
(8§ ATX12V1) gggg 0. BIEM 44 ATX R, 5
(g1, £114) 4 1 TEETH 1 FRETED 5 RIEE.

* T ERE R R L A
BAFCPU, MIEEH . FEIF
PCle BIREIRIZEIILIZEO,

SPI TPM #ZH] spl.oe3 It 00 3 #5 SPI Trusted Platform
(13 $t SPLLTPM_J1) | Dummy Module (fSfEF AR, TPM)
(ME1H, E114) | Ry, TARSHEEEN. 8

TMPRe iR R, TPM R %
OO0
oS BTBHEERERE, R
|I HFSRNHRTEE S8,
SPLD?)CZSB
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1tk COMT ## k32 #E R 1TuR O 4R
R,

BITIRAEL
(9 £ COM1)
(M1, E181)

R
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B E B = mis T HR T
fE R E LT (RFEBFRISREHERAE] K ST 11364-2006 [ FE8
FERISREHGRER) , BFEEERIETIT, BUNESEREERNS
BOEBAENRATERRE £ RE AT RS RS RAT A S, M7=
BERFERENAR. ALANE, GTFAERZEDR QR LELE— 24

T E—hZHFHFERZIRERAR. BRTHLERZIFRERRRY 10

3

10

FEREVRB TR BNRR ZEIRN

HERTHRUEFSHNESEEVRETRNENRESRIRN, BSRUTRERIR

.
BT BRIRHTE

& (Pb)| % (Cd)| & (Hg)| 7\ #%& (Cr(VI) [ B3 (PBB) /58 — %A% (PBDE)
EVRIL B R
pazan | | 9 © © © ©
awEsE | | | o 5 5 5
453 At

O: RNZBHH EWRLIZE A AR R RS 8197 S)/T 11363-2006 #REHME
HIPREBERIAT,
X RRZASHENREVEIZHNE BRI P RIS EEH S)/T 11363-2006 1R

MERIRBER, AN

A EERTES 2002/95/EC HIHLTE,
&if WFERAIRRZIRERER, REE-REZERKLT.




B560M-HDYV R2.0

S\
1 &N
TR E HE5E B560M-HDV R2.0 FHEHT » A TR # ﬁ’ir%% I ERE B—EE
 SERTF

)\E?EE’JTSEFW A AR FR RS T AT B A B 2 BN R
FERAGE -

HIfAERATHIE e BIOS #KAGRTRE B R » FTLAAR U A UG B 5 » RO T8 A -
A HEAIIEEL » P B E TR AR » T A INEH] - F A A L
PRIRATBART BT S 1% » 75 L F IR e i A s (S PR AR R T FE RE 3 o (St AT LUTE
LI FIRATHT VGA R CPU SEHHE B  #EE AL http.//www.asrock.com °

1.1 BRAE

« FEE B560M-HDV R2.0 FHEHT (Micro ATX RT)
. FEE B560M-HDV R2.0 HZEETER

. FEE B560M-HDV R2.0 S7IE R

« 2xSerial ATA (SATA) BFHER GER)

- 2 x BRER GEFIRY M2 fEEE) (EF)

« 1x /O HRINE
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1.2 F84&

¥

CPU

FCiEH

G

144

« Micro ATX R~f
- [EREFEAHE

LR 10 € Intel® Core™ FEHEERAIE 11 1K Intel® Core™ &
PSS (LGA1200)

Digi Power design

6 EIFMENIEE

7% Intel® Turbo Boost Max /if 3.0

« Intel® B560

- HEE5E DDR4 AL IR
- 2x DDR4 DIMM fdif#§
« & 111X Intel® Core™ JEEFE 287 1% DDR4 #E ECC ~ AR R A0

EHE > B AliE 5000+(0C)*

- 5510 1K Intel® Core™ JEHEZR I8 DDR4 #E ECC ~ HEFE Ef [ AT

EHE » B AiE 4600+(0C)*

* 25 11 X Intel® Core™ (9/i7/i5) L #EHur 2933 DDR4 3
Core™ (i3) > Pentium® Fll Celeron® 7 {E 55 2666 DDR4

* 5510 1X Intel* Core™ (19/i7) S4B 5= 2933 DDR4 ;
Core™ (i5/i3) ~ Pentium® fl] Celeron® 745 H% s 2666 DDR4 °
T AR RS R ERRI IR SRR
(http://www.asrock.com/)

« % ECC UDIMM =riE RS (FAIF ECC 18 T #lF)
- RAAHALIEIEAR : 64GB

« 371 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

5511 {X Intel® Core™ JEHL AR

+ 1xPCI Express 4.0 x16 ffif&§ *
5510 1K Intel® Core™ FEHRE

+ 1x PCI Express 3.0 x16 fdif# *
* 38 NVMe SSD {E AR

+ 2x PCI Express 3.0 x1 ffif§f
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IS - [EPREE S GPU HIEEHIERA W SZ4% Intel® UHD Graphics Built-
in Visuals [z VGA fiiitt} -

« %511 fX Intel® Core™ JRFEER L E Intel® X* BN FHHE (56 12
) <55 10 1% Intel® Core™ FEFHES T IEEH o REERF
- —{EE ;% : D-Sub~ DVI-D & HDMI
- YE=RFETRS
- SR 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz fEHTEER) HDMI 2.0
. B R 1920x1200 @ 60Hz fEHTER] DVI-D
. B R 1920x1200 @ 60Hz fEHTALRY D-Sub
- ZEE(HH HDMI 2.0 HEEAR (TR HDMI #rar) 1)
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~xvYCC Jz HBR (=i
=T
- #EE DVI-D K HDMI 2.0 ;##H## ) HDCP 2.3
- ZE(HF HDMI 2.0 JHEHRE(T 4K Ultra HD (UHD) &/
* 25 11 {X Intel®° Core™ JEHE #3371 HDMI 2.0 ° * 55 10 {{ Intel®
Core™ JFHE A7 1% HDMI 1.4

Hill « 7.1 CHHD %M (Realtek ALC897 5 ZTUfEifE &%)
o WIRZRERE

LAN - Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 219V
o SCIRAEEE AT
. XIRER HERE
- 1% 802.3az EEE HiiREZ K HERS
- X% PXE

EW 1/0 « 1xPS/2 VBB E PR
« 1xD-Sub 3#H$EH
- 1xDVI-D ;##
« 1 x HDMI ;E##E R
- 2x USB 2.0 BUER (LIREFERE)
+ 4xUSB 3.2 Genl R (FIFFFERHE)
+ 1xRJ-45 LAN i#ZH#> & LED (ACT/LINK LED Jz SPEED
LED)
« HD FalfL: #RE& A/ BIE V285
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EERE

%58

BIOS Lh&E

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s B28H » SZ % Intel PEGEFHIIT 18~ NCQ~
AHCI Je Btk

+ 1x Hyper M.2 fEE (M2_1) 32 M Key i 2260/2280 M.2
PCI Express f5fH » 55 A 3Z Gen4x4 (64 Gb/s) ({#55 11 1%
Intel® Core ™ JEHHES I 1E) *

« 1x Ultra M.2 #fiFE (M2_2) > 328 M Key B 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s T4 EL M.2 PCI Express 54 (525 Al5% Gen3
x4 (32 Gb/s)) JHEL *

* &7 4% Intel® Optane™ F7 i (M2_2)

* 37 1% NVMe SSD {/E 5 BRI

* STRFHESE U2 B

- 1x COM EFEREHESH

- 1xSPITPM HEt

o 1 x BEELR 3 R\ HEST

+ 1x CPU JalF#5H (4-pin)
* CPU R EEBE IR B = 1A (12W) JRFIIZSH) CPU JEUG ©

+ 1x CPU /7K BRI R H55H (4-pin) (EREEAU 530 5 22 )
* CPU /7Ki4 BRI BB 20 S B8 e ) 2A (24 W) JRUR TNk 4
JEJ

- 2x BER /K BIH AR IEEE (4-pin) CRYEERYJE R 52
*HEL K B B B S R i 2A (24W) BB D27k
JEJ
* A5 3-pin BX 4-pin B {EA A 7] EEH{EH] CPU_FAN2/WP
CHA_FAN1/WP 1 CHA_FAN2/WP °

+ 1x24 pin ATX ZEJR#H

+ 1x8 pin 12V B R

o 1 x AR & A EEE

- 2x USB 2.0 #ESf (379 4 ([ USB 2.0 :8EIR) (GZIRFFER

i#)
- 1xUSB3.2 Genl #E$t (374% 2 {f USB 3.2 Genl ;@HER) (3
TREFERE)

+ AMI UEFI Legal BIOS & %8 GUI 3%

« ACPI 6.0 {3 A I BE E 8 B

.« %% SMBIOS 2.7

« CPU %0/ I#H{~ GT ~DRAM VPPM ~ VCCIN_AUX>
VCCST ~ VCCSA A% B %
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IPES R 2y - ARG : CPU~ CPU / /KIm B ~ B%3% / Kim B R LR

- FEEE (K CPU IR HEN AR EREE)
CPU~ CPU / 7K EIH ~ B3 / /K B U

. ERRZEEEER : CPU~ CPU / /KB ~ 1558 / K B
JE

- FREBREUEH

- BEEEE: 412V~ +5V >~ +3.3V > CPU Vcore> DRAM > VPPM ~
VCCIN_AUX*VCCSA~VCCST *ATX_5VSB

EEZRM « Microsoft® Windows® 10 64-bit
ES - FCC~CE

- ErP/EuP Ready (F5ELifi ErP/EuP ready FIFHLIERR)

* I EE b AT &R - 55 EFA A8,  http:/www.asrock.com

35 LR - AR A 2 AL O BB » 2ot A5 BIOS SPUIFE ~ FRAIEIEIENE

A BRI i TR A LB EATRE B BRI L U R B B R
TEER BB < LONEE T ESRARBR e - BB BB e PTAE
TaE:
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1.3 BHRERE

Il BISERRR E R AR T 20 - B BUARIE S AR LA » BBk TRERE ) © B B ARAE
EEstilE - B A TR -

W W

Short Open

15k CMOS Bz

(CLRMOSI1)
(FH2ME 1 E 9 13) 2-pin BE#R

fERTHIFH CLRMOSL 1EBR CMOS HIIIE KL o EE bR e B 3% A 2 B THRE 3 € »
A SERAPAEE AR > PR T IR (L E AR A BEIRAR  TE5F 157 15 % A5 0 FH Bk ARIEE
CLRMOS1 FY pin FTE&HT 5 7 o A58 » GEAZAEEEHT BIOS 1232 HINEFR CMOS < # 1%
TAEFHHT BIOS 3 7 AlNEER CMOS » RILWA S B FTRUBISRAE - A& FNEITIH R CMOS
B ERTRARE - FE R NAETERUT CMOS B A @iEFRE s ~ B~ I R A &
THER AL B o R AL AL TEIEBR CMOS 12 T Bk R ES

EH MR CMOS » ATBE Er{EHIZIRRAR AR - 75705 BIOS 2878 [VEFRINRE S » 1B FRICHT
BRI AL °
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1.4 TRE HEE RIZER

WRELERT R BERES TR AR 75 NGB ARIE B TEG L ER TR #5H L - A BUARIE ETERE
PR AL NFEHE BRI Z 15

SRR HES

(9-pin PANEL1)
(GE2HRE 15 » w9

12)

AR RARLL T RS HI RS 73
RO EEIRBHARA ~ EAR AR R
HUIRFE BT IEE 2 kSt
FEEE A BIER LR IE A8t
il o

PWRBTN ( iR ) :
SHPER AT AR IRBARE - 165 AT 3% € 17 F 3 IR A AR EA %A FE kG 77 o

RESET ( %P ) :

SBER SR AT ARG - 3 R FL AR B T I AT - 15 T At
[BHEN A EFTRL B B

PLED ( %###5f LED) :

SEPEE R AT AT EEIRARRESS I o At IETEENERF - It LED 5T o FAFHEA
S1/S3 HEHRARRERF » LED By FFAEPTEE - ZAtEEA S4 BEHRARRESKBARE (S5) I » LED €7/
m‘“ o

HDLED ( f#El%#) LED) :
B AR _LAIREREEB) LED ° (I IETEAEEC B A BRI » LED B2t «

BARRA TR A 45 TA] © T iR 22 H IR ~ EaR AR ~ AR
LED ~ BEIEI%B) LED ~ Wil Eofth 5 EAA B, o i B BT AL T I RS - 7
TETE (AR B SR IR B LERERATT

149



150

TR 8 R I HE ST
(7-pin SPK_CI1)

(FE2HE1H » fWE
14)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
+?’,
[¢)[e)
1 _10]O

.
SIGNAL
GND

DUMMY

HER b RE T R kST

Serial ATA3 #5H
EAEE
(SATA3_0:
E2EE 1 HE  W9Es)
(SATA3_1:
E2EE 1 E WY 7)
A
(SATA3_2:
FHREELE K9
(H)
(SATA3_3:
H2EE 1 HE W
10) (F)

SATA3_2 SATA3_ 1
I——] [——1
I—]] [——1I
SATA3_3 SATA3_ 0

JEVUFH SATA3 HRUEEE R R
EEFAEENT SATA BRHER &
I AGE 6.0 Gb/s B RHE#ZS -

USB 2.0 HESt

(9-pin USB3_4)
(FE2HEE 1 E » W

17)

(9-pin USB5_6)
(FEZ2HEE 1 E » W

16)

USB_PWR
p.

KERE &AM USB 2.0 B
#t o % USB 2.0 HESHEE AT S4B/
(A R -

USB 3.2 Genl HEgt
(19-pin F_USB3_1_2)

(FE2HEE1E W%
6)

Vbus.

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

LR - — @R - It USB
3.2 Genl HERHE ] SR AR {EE
i -
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oo AYEEHEAER SR

PRESENCE#

MIC’REOTUT_RET ERIERE

AR & A EE

(9-pin HD_AUDIO1)
(GGE2ME1H » Wt

19)

#% HDA 7 BE IEREESE < i (KA F AR F R L 4E 77
2. HIER AC’ 97 BRI » Gtz HR LU T P B Z e BRI ENR e af T
A. 4 Mic_IN (MIC) {# £ MIC2_L°
B. % Audio_R (RIN) ###% OUT2_R Hf¥ Audio_L (LIN) {##+ OUT2_L°
C. #$#EHl (GND) i#H#E 24 (GND) °
D. MIC_RET ¥ OUT_RET {#{t HD EZlERIEH - A FE1E AC'97 EaflER L

Q 1 [EAEHTIE E AN SR B A E M BRI (Jack Sensing) » (B3R _ERYEIHRARANAEST

A
E. H5ZRUBIHTHIZS 52 )& » G5 AT Realtek £EFIEHTHT [FrontMic ) FE#EA% T8k &
Hi e
BRI o 2 AR AREMAL (R RA{E 4-Pin 7K
GND e e =
(4-pin CHA_FAN1/WP) FAN_VOLTAGE TR B R o R
(FH2MH1H > W) T sneeo contmo, B 3-Pin BEELKIR R
(4-pin CHA_FAN2/WP) FEHEE Pin 1-3°
(FHEME L E > @) o
CPU Euafﬂggﬁ FAN_SPEED_CONTROL Zgz’z*&*&‘@ﬂﬁ% 4-Pin CPU m

CPU_FAN_SPEED

(4-pin CPU_FAN1) R (FFE R ) 50 « 5 G
(FEZRH 1 H - fwhk FEHE 3-Pin CPU AT
2) — #%E Pin1-3°

151



CPU /7K B G #25H

(4-pin CPU_FAN2/WP) FAN_SPEED_CONTROL 4

FAN_SPEED 3
2
1

(GE2B% 1 5 » fw5%20) FAN_VOLTAGE

GND

A EBEMRBC A 4-Pin 7KiH
CPU [l 7 #2508 - 7 G T
$% 3-Pin CPU /KB G » 3515
% Pin1-3°

ATX ER#EHE 12 @O 24
(24-pin ATXPWRI)
(GE2HFE 1 H » Wik

M B —#H 24-pin
ATX BIFRIEH - 25 BEL{H
20-pin ATX ERHLIERS 35
A Pin 1 Jz Pin 13 °

LR —#H 8-pin
ATX 12V E5EEH - Bl
F 4-pin ATX ERHLFER -
A Pin1 K Pin5°

* s BRI E U8R CPU
R AR ISR RHYE
JRAR © 321G PCle EIFAR I
NI

5)
1 00 13
ATX 12V FEFZH 8 -
(8-pin ATX12V1) 8%%8
(GEZHFE 1 H - Wik 4 1
1)
SPI TPM HESt splbes
(13-pin SPI_TPM_J1) | Dummy
(FEZBE 1 H - &k i
1 > | TPM_PIRQ
O[O[O[O]O[O]O]
i [e][e][e][e](e][e)
| SlI’LTPMicS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2
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Ut BEBE S H7 SPL (SR S 1%

fH (TPM) SRt » RITECRGEETE
B8~ BT ~ WIS R A

FHZ 2 o TPM Rt AR
LAz ~ RAEEAI S D
iRV E e -
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FEyE g RS
(9-pin COM1)

(FE2BIEE 1 5 - fw5k
18)

Itk coM1 HER IR I g R
1l -

FEEAX
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

« Bentuk dan Ukuran Micro ATX
+ Desain Kapasitor Solid

+ Mendukung Prosesor Intel® Core™ Gen 10 dan Prosesor Intel®
Core™ Gen 11 (LGA1200)

+ Desain Digi Power

+ Desain 6 Fase Daya

+ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

- Intel® B560

+ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
+ 2x Slot DIMM DDR4
« Prosesor Intel” Core™ Gen 11 mendukung memori DDR4 non-
buffer dan non-ECC hingga 5000+(OC)*
« Prosesor Intel” Core™ Gen 10 mendukung memori DDR4 non-
buffer dan non-ECC hingga 4600+(OC)*
* Prosesor Intel® Core™ Gen 11 (i9/i7/i5) mendukung DDR4 hingga
2933; Core™ (i3), Pentium® dan Celeron® mendukung DDR4 hingga
2666.
* Prosesor Intel® Core™ Gen 10 (i9/i7) mendukung DDR4 hingga
2933; Core™ (i5/i3), Pentium® dan Celeron® mendukung DDR4
hingga 2666.
* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
+ Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)
» Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB
+ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Prosesor Intel® Core™ Gen 11
+ 1xSlot PCI Express 4.0 x16*

Prosesor Intel® Core™ Gen 10
+ 1xSlot PCI Express 3.0 x16*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
+ 2x Slot PCI Express 3.0 x1



B560M-HDYV R2.0

Grafis + Intel* UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

- Prosesor Intel” Core™ Gen 11 mendukung Arsitektur Grafis Intel®
X¢ (Gen 12). Prosesor Intel® Core™ Gen 10 mendukung Grafis
Gen 9

+ Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, dan HDMI

+ Mendukung Tiga Monitor

+ Mendukung HDMI 2.0 dengan resolusi maksimum hingga 4K x
2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200
@ 60Hz

+ Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200
@ 60Hz

+ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 2.0
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)

+ Mendukung HDCP 2.3 dengan port DVI-D dan HDMI 2.0

+ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port HDMI
2.0

* Prosesor Intel” Core™ Gen 11 mendukung HDMI 2.0. Prosesor
Intel® Core™ Gen 10 mendukung HDMI 1.4.

Audio « Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC897 Audio Codec)

+ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® 1219V
+ Mendukung Wake-On-LAN
+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE
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1/0 Panel
Belakang

Penyim-
panan

Konektor

+ 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

+ 1xPort D-Sub

» 1 xPort DVI-D

+ 1 x Port HDMI

+ 2xPort USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

+ 4xPort USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)

+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

+ Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

+ 4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung Intel Rapid Storage
Technology 18, NCQ, AHCI, dan Hot Plug

+ 1x Soket Hyper M.2 (M2_1), mendukung Kunci M tipe
2260/2280 modul M.2 PCI Express hingga Gen4x4 (64 Gb/s)
(Hanya didukung dengan Prosesor Intel® Core™ Gen 11)*

+ 1 x Soket Ultra M.2 (M2_2), mendukung jenis modul 2260/2280
M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3x4
(32 Gb/s)*

* Mendukung Intel” Optane™ Technology (M2_2)
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
* Mendukung Kit U.2 ASRock

+ 1x Header Port COM
+ 1x Header SPI TPM
+ 1x Intrusi Chassis dan Header Speaker
1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 2 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, dan CHA_FAN2/WP dapat

mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.



B560M-HDV R2.0

Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0os

Sertifikasi

1 x Konektor Daya ATX 24 pin

1 x Konektor Daya 8 pin 12V

1 x Konektor Audio Panel Depan

2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

1 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

Dukungan SMBIOS 2.7

Multipengatur Tegangan CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
VCCIN_AUX, VCCST, VCCSA

Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

Deteksi CASE OPEN

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, VCCIN_AUX, VCCSA, VCCST, ATX_5VSB

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu

f Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan

overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun
menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan
karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

US.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : B560M-HDV R2.0
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature : E@""

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
B560M-HDV R2.0 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F,, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
X EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[ EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 [0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ce

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

e

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
July 29, 2021
(Date)

P/N: 15G062312000AK V1.0
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